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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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Motherboard Layout
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Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
2 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

3 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

4 AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

—

5 CPU Fan/ Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)

7 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI1)

9 AMD LED Fan USB Header (USB_5)

10 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

11  SPITPM Header (SPI_TPM_]J1)

12 SATA3 Connector (SATA3_1_2)

13 SATA3 Connector (SATA3_3_4)

14 SATA3 Connector (SATA3_5_6)

15 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

16  System Panel Header (PANEL1)

17 SATA3 Connector (SATA3_8)

18 SATA3 Connector (SATA3_7)

19  Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
20 Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
21 USB 2.0 Header (USB_3_4)

22 USB 2.0 Header (USB_1_2)

23 COM Port Header (COM1)

24  Thunderbolt AIC Header (TBI1)

25 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

26 RGB LED Header (RGB_LEDI)

27  Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

28 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
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I/O Panel
(4]
3] (5]
[
| |=| | ®
—| |—| |®
(8] 7] (6]
1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 7 USB 3.2 Genl1 Ports (USB3_5_6)
2 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1) 8 USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)
3 LAN RJ-45 Port* 9 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
4 Line In (Light Blue)** 10  USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
5  Front Speaker (Lime)** 11  DisplayPort 1.2
6 Microphone (Pink)** 12 HDMI Port

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

o~

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

NETH Description NETH Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X570M Pro4 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

e ASRock X570M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
e ASRock X570M Pro4 Quick Installation Guide

e ASRock X570M Pro4 Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

¢ 1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)

e 1x1I/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design
e 20z Copper PCB

CPU e Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 and 3000 series
processors
¢ Digi Power design
¢ 10 Power Phase design

Chipset ¢ AMD X570

Memory e Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

e AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4200+
(0C)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

* AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-
ECC, un-buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso), ECC is only supported with
PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 22 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

* Max. capacity of system memory: 128GB

* 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion AMD Ryzen series CPUs (Matisse)
Slot e 2 x PCI Express 4.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
(PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*



AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)
e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
(PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso)
e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x8
(PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 4.0 x1 Slot
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX"™
* 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
¢ 15u Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

Graphics o Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
¢ Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.2
ports by independent display controllers
e Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
¢ Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Ports (Compliant
HDMI monitor is required)
¢ Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.0
e Supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2
Ports
e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 and
DisplayPort 1.2 Ports
¢ Supports Microsoft PlayReady®
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Audio e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALCI1200 Audio Codec)
¢ Premium Blu-ray Audio support
e Supports Surge Protection
e ELNA Audio Caps
e PCB Isolate Shielding
e Individual PCB Layers for R/L Audio Channel

LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e GigaLAN Intel® I211AT
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Rear Panel e 3 x Antenna Ports (on I/O Panel Shield)
1/0 * 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
¢ 1 xHDMI Port
¢ 1x DisplayPort 1.2
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 6x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
¢ 1xRJ-45LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage * 8xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,

RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug

¢ 1x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64
Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle
Ridge and Picasso)*

¢ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse)
or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso)*

* Supports NVMe SSD as boot disks

* Supports ASRock U.2 Kit



Connector

¢ 1x COM Port Header
¢ 1x SPI'TPM Header
¢ 1 x Power LED and Speaker Header
¢ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header is compatible with a regular RGB
LED stripe.
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
¢ 1xRGBLED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
¢ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
¢ 1x AMD LED Fan USB Header
¢ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt AIC Card only)
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
¢ 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)



BIOS

e AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Feature ¢ Supports “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compliance wake up events

¢ Supports jumperfree

e SMBIOS 2.3 support

e CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM
VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP Voltage
Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,

Monitor Chassis/Water Pump Fans

0os

e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/
Water Pump Fans

¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

¢ Voltage monitoring: Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_
SOC, +1.8V, VDDP

e Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- ¢ FCC,CE

tions

e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

X570M Pro4
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

13
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

15
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RGB LED Cable

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on
your motherboard. Please refer to page 31 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_
FAN_LEDI).

17



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LEDI, please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your
motherboard. Please refer to page 31 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

and page 28 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).
21
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

~

. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same

brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

. DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 B1 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400
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Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM/SO-DIMMs Memory Slot

#of DIMMson # of Ranks

1.20V
the Channel per DIMM

SR: 2933
l1of1l xR

DR: 2677

SR: 2667
1of2 xR-0

DR: 2400
20f2 1R-1R 2133
20f2 2R-xR 1866

x=1or2

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

23
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A

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Ryzen Series CPUs (Matisse) Gen4x16 Gen4x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) Gen3x16 Gen3x4
Ryzen Series CPUs (Picasso) Gen3x8 Gen3x4
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP)

when using multiple graphics cards.

25
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

" W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 28) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSTI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.



2.6 Onboard Headers and Connectors

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 16)

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

Connect the power
button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way
to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

X570M Pro4

Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DUJWMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) v | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 15) ej(e](e](e) header.

1 Q

|
PLED+|
PLED+
PLED-

27
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Serial ATA3 Connectors « F A These eight SATA3
(SATA3_1_2: gl ‘jr_:’l connectors support SATA
see p.1, No. 12) & I=l |&l & data cables for internal
(SATA3_3_4: < [ [ @  storage devices with up to
see p.1, No. 13) g g 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_5_6: &=l E S
see p.1, No. 14) C Y
(SATA3_7: 2 2
see p.1, No. 18) 3:) =] =l %
(SATA3_8:
see p.1, No. 17) I—]

SATA3_7 SATA3 8
AMD LED Fan USB This header is used for
Header iND connecting the USB
(4-pin USB_5) P- connector on the AMD
(see p.1,No.9) . UsePuR SR3 Heatsink.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers

5.

(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 22)
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 21)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P
USB_PWR
USB 3.2 Genl Header Vous There is one header on
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_7_8) IntA_PA_SSRX- mape_ssex+  this motherboard. This
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 10) GNo IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
ot . support two ports.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
. D . .
Front Panel Audio Header Fresences This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) "oqueET connecting audio devices
(see p.1, No. 27) SOOI 10 to the front audio panel.
1 0] (¢} (e}
‘ | Toura L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2 L
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Water Pump Fan 4321 This motherboard
Connectors provides three 4-Pin water
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL cooling chassis fan
(see p.1,No. 1) CHA?E’:T\I:T/POELE'IPAGE connectors. If you plan to

GND connect a 3-Pin chassis
(4-pin CHA_FAN2/WP) GND water cooler fan, please
(see p.1, No. 19) FA:;‘Q';;:‘?EPEED connect it to Pin 1-3.
(4-pin CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(see p.1, No. 20)

12 3 4
CPU Fan Connector W s 2 This motherboard pro-
(4-pin CPU_FANTI) vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) GND (Quiet Fan) connector.
+12V

CPU_FAN_SPEED If you plan to connect a
FAN_SPEED_CONTROL 3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan 4.3 21 This motherboard

Connector provides a 4-Pin water

(4-pin CPU_FAN2/WP) GND cooling CPU fan
FAN_VOLTAGE

(see p.1, No. 5) CPU_FAN_SPEED connector. If you plan

FAN_SPEED_CONTROL

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

29
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power 8 5
—

Connector Uty

(8-pin ATX12V1) OUO

(see p.1, No. 2)

This motherboard pro-
vides an 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PClIe power cable to this

connector.

SPI TPM Header SPI_DQ3
+3.3V

(13-pin SPI_TPM_J1) Bunmy
(see p.1, No. 11) SPI_MOSI

RST#
|TPIM_PIRQ

OlO[O[O[O[O]O!
1[QJo[oo[o[o

I
| SPI_TPM_CSH#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

This connector supports
SPI Trusted Platform
Module (TPM) system,
which can securely store
keys, digital certificates,
passwords, and data. A
TPM system also helps
enhance network security,
protects digital identities,
and ensures platform

integrity.
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Thunderbolt AIC Please connect a Thunderbolt™
Connector add-in card (AIC) to the
(5-pin TBI) Thunderbolt AIC connector via
(see p.1, No. 24) the GPIO cable.
* Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3 (default
slot).
* For the further information,

please visit www.asrock.com.

AMD FAN LED Header 1 AMD FAN LED Header is used
(4-pin AMD_FAN_ B R G12V to connect RGB LED

LEDI) extension cable that comes with
(see p.1, No. 4) AMD heatsink. The cable

connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-

tion; otherwise, the cable may

be damaged.
RGB LED Header : RGB header is used to connect
(4-pin RGB_LED1) 12V G R B RGB LED extension cable which
(see p.1, No. 26) allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

* Please refer to page 42 for
further instructions on this
header.
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Addressable LED Header . This header is used to connect
(3-pin ADDR_LED1) oD Addressable LED extension cable
(see p.1, No. 25) DG_ADDR which allows users to choose

oo from various LED lighting

effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.

* Please refer to page 43 for
further instructions on this

header.

Serial Port Header R 1 This COM1 header
(9-pin COM1) PoRE
(see p.1, No. 23)

CCTS#1 supports a serial port
module.

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage
is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64
Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

! L3 f Step 2

f o :
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

|
! 1

~©
@
-0

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
7 to secure the module into place.

L -a®-—o

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

CORSAIR  PCle CORSAIR MP600 Gen4 PCle 512GB / 1TB / 2TB
SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Kingston PClIe Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung PCle Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with

Pinnacle Ridge and Picasso).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ o | Step2
! 3 4
/ ) Depending on the PCB type and

/é g length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

—Q—

©
~©-

8

-0

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260 Type 2280
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u@ a® —
~©
-0

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

CORSAIR  PCle CORSAIR MP600 Gen4 PClIe 512GB / 1TB / 2TB
SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)

Intel PCIe INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)

Intel PCIe INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Kingston PCle Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung PCle Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_LED]1) on the motherboard.

B
E
i

NSReck g
X570MPROS B

o

ol -

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

N
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

E) A = = ADDR_LED1
| A
g GND
= DO_ADDR
%] o VOUT_
[ ] L]
[ 1]
q11] Q[ 7
[
o o U mm &%)
B A I |
[
= e [EEED = D A

f} 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

X
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X570M Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverlédssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://
www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

« ASRock X570M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
+ ASRock X570M Pro4-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X570M Pro4-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Micro-ATX-Formfaktor
Feststoftkondensator-Design
Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Prozessoren der Serie Ryzen™
2000 und 3000

Digi Power design

10-Leistungsphasendesign

AMD X570

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
4200+ (OC)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133
ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3466+(0OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen
DDR4 3466+ (0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC,
ungepufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso), ECC wird nur mit

PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitat-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 22 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)

2 PCI Express 4.0 x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei x16
(PCIE1); doppelt bei x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
2 PCI Express 3.0 x16-Steckpldtze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei x16
(PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso)
2 PCI Express 3.0 x16-Steckpldtze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei x8
(PCIE1); doppelt bei x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 1x PCI-Express 4.0-x1-Steckplatz
. Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX ™ und CrossFireX™
+ 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
+ 15-u-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

Grafikkarte - Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Freigabespeicher von standardmifiig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
+ Dualer GrafikkartenausgangUnterstiitzt HDMI- und DisplayPort
1.2-Ports durch unabhiangige Monitor-Controller
+ Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflsung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60Hz
« Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflsung von 4K x
2K (4096 x 2160) bei 60 Hz
« Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.0
+ Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 2.0- und DisplayPort 1.2-Ports
« Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0-
und DIsplayPort-1.2-Ports
« Unterstiitzt Microsoft PlayReady”

Audio « 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)
« Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
+ ELNA-Audiokondensatoren
+ PCB-isolierte Abschirmung
+ Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
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LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

3 x Antennenports (an E/A-Blendenabschirmung)

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

6 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

8 x SATA-III-6,0-Gb/s- Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
Typ-2242/2260/2280- M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4 x 4 (64
Gb/s)(mit Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s)(mit Pinnacle Ridge
und Picasso)*

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-I11-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI Express- Modul bis Gen4 x 4 (64 Gb/s) (mit Matisse) oder
Gen3 x 4 (32 Gb/s) (mit Pinnacle Ridge und Picasso)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss + 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x AMD-Lifter-LED-Stiftleiste
* Die AMD-Liifter-LED-Steckleiste ist mit einer herkommlichen
RGB-LED-Leiste kompatibel.
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen mit
einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis zu 2,5 m.
+ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
+ 1x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)(Unter-
stiitzt nur ASRock Thunderbolt AIC-Karten)
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareliber-
wachung

Betriebssys-
tem

Zertifi-
zierungen

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer Benut-
zerschnittstellen

Unterstiitzt ,,Plug-and-Play*

ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

Unterstiitzt Jumper-frei

SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM
VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP Mehrfachs-

pannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter

Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: Spannungsiiberwachung: +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8V, VDDP

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
ﬁ die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verur-

sacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

" W

Short Open

CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRCMOSI1) Offen: Standard

(siehe S. 1, N. 28) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Léschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

Verbinden Sie Ein-/

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehause entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung
mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschliefen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer tiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Betrieb-
DUMMY .
DUMMY | LED des Gehiduses und den
+5V | Gehiuselautsprecher mit
O[O dieser Stiftleiste.
1 O
b |
PLED+
PLED+
PLED-




Serial-ATA-III-Anschliisse ~ [ - Diese acht SATA-IIT-
(SATA3_1_2: °<"| 2' Anschliisse unterstiitzen
gL =
siehe S. 1, Nr. 12) S l=l |5l &  SATA-Datenkabel fiir interne
(SATA3_3_4: < ®,  Speichergerite mit einer Date
siehe S. 1, Nr. 13) g i [ g niibertragungsgeschwindigkeit
(SATA3_5_6: & 1=l B & bise0Gbrs.
siehe S. 1, Nr. 14) © 0,
(32} (32)
(SATA3_7: s <
4 = L L] x
siehe S. 1, Nr. 18) 0 =l =l »
(SATA3_S:
siehe S. 1, Nr. 17) I—] I—1
SATA3 7 SATA3 8
AMD-LED-Liifter-USB- Diese Stiftleiste dient der
Stiftleiste GND Verbindung des USB-
P+
(4-polig, USB_5) b Anschlusses am AMD-SR3-
(siehe S. 1, Nr. 9) USB_PWR Kithlkorper.
1
USB 2.0-Stiftleisten Es gibt zwei Stiftleisten an
(9-polig, USB_1_2) diesem Motherboard. Jede
(siehe S. 1, Nr. 22) MMy USB 2.0-Stiftleiste kann zwei
(9-polig, USB_3_4) Ports unterstiitzen.
(siehe S. 1, Nr. 21)
USB 3.2 Genl-Stiftleiste Vhus Es gibt eine Stiftleiste an
(19-polig, USB3_7_8) s nare s diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 10) IMA’PA’SSGR:; .G:\D, resstx.  USB-3.2-Genl-Stiftleiste kann
n‘"r:::::::: ::.AQPE’SSTX‘ zwei Ports unterstiitzen.
GND IntA_PB_D-

Audiostiftleiste (Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieflen von Audiogeriten

an der Frontblende.

X570M Pro4
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in
unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

N

tiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelaut-

stirke)“ an.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audios-

Gehéuse-Wasserpumpen-
Liifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 1)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 19)
(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 20)

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet

drei 4-polige Wasserkiithlung-
Gehiuseliifteranschliisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehiduse-
Wasserkiihlerliifter anschlieen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.

1 2 3 4
CPU-Liifteranschluss 4.3 21 Dieses Motherboard bietet
(4-polig, CPU_FAN1) einen 4-poligen CPU-Liifter-
(siehe S. 1, Nr. 3) +1§VND anschluss (lautloser Liifter).

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Falls Sie einen 3-poligen CPU-
Lifter anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 5)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen Wasserkiih-
lung-CPU-Liifteranschluss.
Falls Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.




ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefSen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schliefflen
Sie es zur Nutzung eines 4-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 5 an.
*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen
ist. Schlielen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK,
SPI_MOSI
RSTH
|TPIM,P\RQ

O[O[O]O[O[O]O!
i (el{e][e)[e][e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System,
das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritit.

X570M Pro4
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Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 24)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte iiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™ AIC-Karte am
PCIE3 (Standardsteckplatz).

* Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite: www.

asrock.com.

AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
(4-polig, AMD_FAN_LEDI)

(siehe S. 1, Nr. 4)

B R G12v

1

Die AMD-Liifter-LED-
Stiftleiste dient dem An-
schluss des mit dem AMD-
Kiihlkorpers gelieferten RGB-
LED-Verlangerungskabels.
Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffek-
ten.

Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt

werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 26)

12V G R B

RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffek-
ten ermdglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 42.
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Adressierbare-LED-Stiftleiste
(3-polig, ADDR_LED1) oND

. DO_ADDR
(siehe S. 1, Nr. 25) VouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verlangerungskabels,
womit Nutzer zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten
wihlen konnen.

Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-
Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 43.

Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1

DDTR#1
(9-polig, COM1) DDSR#1
(siehe S. 1, Nr. 23)

CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X570M Pro4, une carte mere
fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

mere de conception robuste aux performances élevées.

document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,
la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.
Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock X570M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X570M Pro4

+ CD dassistance ASRock X570M Pro4

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

+ 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme - Facteur de forme Micro ATX
« Conception a condensateurs solides
« PCB cuivre 2 onces

Processeur + Prend en charge la gamme de processeurs AMD AM4 socket
Ryzen™ 2000 et 3000
« Digi Power design
 Alimentation a 10 phases

Chipset . AMD X570

Mémoire + Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4x fentes DIMM DDR4

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge
les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4200+ (OC)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3466+(0C)/3200 (OC)/2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge
les mémoires sans tampon non ECC DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso), ECC est pris en charge
uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour connaitre la prise en charge de
la fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

« Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB

+ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Fente Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)
d’expansion « 2 x fentes PCI Express 4.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 :simple en mode
x16 (PCIE1), double 4 x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
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Graphiques

Processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 :simple en mode
x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*

Processeurs AMD série Ryzen (Picasso)

2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 :simple en mode
x8 (PCIE1); double 4 x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

1 x fente PCI Express 4.0 x1

Prend en charge AMD Quad CrossFireX"" et CrossFireX ™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230

Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIEL)

Carte graphique AMD Radeon" série Vega intégrée dans APU

série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée

maximum prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de

mémoire systéme installée.

Double sortie graphique :Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.2 via controleurs d’affichage indépendants
Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Prend en charge DisplayPort 1.2 avec une résolution max.
jusqu'a 4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
2.0 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI
2.0

Prend en charge HDCP 2.2 via ports HDMI 2.0 et DisplayPort
1.2

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2

Prend en charge Microsoft PlayReady”
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Audio + Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)
+ Compatible audio Blu-ray Premium
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
« Capuchons ELNA Audio
« Blindage isolant PCB
+ Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G

Réseau - Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

+ GigaLAN Intel® I211AT

+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

« Prend en charge PXE

Connectique 3 x Ports d'antenne (sur panneau de protection E/S)
du panneau + 1x port souris/clavier PS/2
arriére « 1xport HDMI

« 1x DisplayPort 1.2

« 1xport USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

« 1xport USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 6xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges

électrostatiques)

« 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone

Stockage + 8 x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID

(RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a
chaud

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen4 x4
(64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s)(avec Pinnacle
Ridge et Picasso)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3
x4 (32 Go/s)(avec Pinnacle Ridge et Picasso)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur

+ 1xembase pour port COM
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED du ventilateur AMD est compatible avec une
bande LED RVB standard.
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
» 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 1xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ven-
tilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 3 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau (4
broches) (contréle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.
+ 1x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
+ 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
+ 1x connecteur audio panneau frontal
+ 1xembase USB de ventilateur LED AMD
+ 1x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge
de la carte ASRock Thunderbolt AIC uniquement)
+ 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
» 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)



Caractéris-
tiques du BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

Certifications

X570M Pro4

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2.3

Réglage de la tension CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8V, VDDP

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chissis/pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chissis/pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU/pompe a eau, chassis, chassis/pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU/pompe a eau, chassis, chassis/pompe a eau
Surveillance de la tension d’alimentation : Surveillance de la
tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

Microsoft®” Windows® 10 64 bits

ECC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-

A tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

" W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOSI) CMOS

Cavalier (jumper)

(voir p.1, No. 28) 32 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
A capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

sdiabl,

embases ou connecteurs end a irré t votre carte mére.

Embase du panneau sys- Branchez le bouton de mise
téme
(PANNEAU1 a9 broches)

(voir p.1, No. 16)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton

de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3.
Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL

et haut-parleur DUN?,;JL'A TY d'alimentation du chéssis et le
(SPK_PLED]1 a 7 broches) 5V haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 15) olo 8 connecteur.

1
|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Ces huit connecteurs SATA3 sont

Connecteurs Serial ATA3 ~ A
(SATA3_1_2: gl g' compatibles avec les cables de
voir p.1, No. 12) S I=l I&l 5 données SATA pour les appareils
(SATA3_3_4: < e de stockage internes avec un taux
voir p.1, No. 13) g g de transfert maximal de 6,0 Gb/s.
(SATA3_5_6: &=l ES
voir p.1, No. 14) C Y
(SATA3_7: 2 2
voir p.1, No. 18) & =] = b
(SATA3_8:
voir p.1, No. 17) I—] I——1

SATA3_7 SATA3 8
Embase USB de ventilateur Cette embase sert a connecter le
LED AMD GND connecteur USB sur le dissipateur
(USB_5 a 4 broches) E_+ thermique AMD SR3.
(voir p.1, No. 9) - USB_PWR
Embases USB 2.0 4B PR Cette carte mére comprend deux

5.

(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 22)
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 21)

connecteurs. Chaque embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

ports.

Embase USB 3.2 Genl

Vbus

Cette carte mere comprend un

N Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_7_8 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- marsssres  connecteur. Cette embase USB
. IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 10) onp maress 3.2 Genl peut prendre en charge
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
Inth_PA_SSTX+ onp deux ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
Embase audio du panneau &ND Cette embase sert au branchement
PRESENCE#

frontal MRS e des appareils audio au panneau
(HD_AUDIO1 a9 | audio frontal.

OJO[o] Jo
broches) 1 o) (\) ?

. our2_L
(voir p.1, No. 27) ‘ J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
MIC2 L




X570M Pro4

&

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correct-
ement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis
pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de
les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

N

Connecteurs du
ventilateur de pompe a eau
du chéssis
(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 1)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 19)
(CHA_FAN3/WP a4

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte meére est dotée de trois
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chéssis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

broches) 1234

(voir p.1, No. 20)

Connecteur du ventilateur 4.3 2 1 Cette carte mére est dotée d'un
du processeur connecteur pour ventilateur de
(CPU_FANT1 a 4 broches) . ?VND processeur (Quiet Fan) a 4 broch-

(voir p.1, No. 3)

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

es. Si vous envisagez de connecter
un ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur la
broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a eau
du processeur
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 5)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mere est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de re-
froidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la Broche
13.

Connecteur d’alimentation

Cette carte meére est dotée d’'un

8 5
ATX 12V ODEG connecteur d'alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) ) OO ) 12V a 8 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 2) alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez véri-
fier que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce
connecteur.
Embase SPI TPM SPIDQ3 Ce connecteur prend en charge
(SPL_TPM_J12a13 S Bummy un module SPI TPM (Trusted
broches) CLKSP‘%?:‘ Platform Module — Module de
(voir p.1, No. 11) e ggA-P'RQ plateforme sécurisée), quli permet
1[ololo[o[o[0) de sauvegarder clés, certificats
GlNng,Tm,cs# numériques, mots de passe et
spfhjl'g%s” données en toute sécurité. Le
Sp?f[')gczso systéme TPM permet également

de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

Iintégrité de la plateforme.
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Connecteur Thunderbolt Veuillez connecter une carte
AIC dextension (AIC) Thunderbolt™
(TBI a 5 broches) au connecteur AIC Thunderbolt
(voir p.1, No. 24) via le cable GPIO.

*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE3
(emplacement par défaut).

* Pour plus d'informations,

rendez-vous sur www.asrock.com.

Embase LED de VENTI- 1 L'embase LED de VENTILATEUR
LATEUR AMD B R G12V AMD sert & connecter le cable
(AMD_FAN_LED1 a 4 d'extension LED RVB fourni avec
broches) un dissipateur thermique AMD.

La connexion par cable permet
(voir p.1, No. 4) aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
céble LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le

cas contraire, le cable peut étre

endommagé.
Embase LED RVB ] L'embase RVB sert & connecter le
(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B céble d'extension LED RVB qui
(voir p.1, No. 26) permet aux utilisateurs de choisir

parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
céble LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 42 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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Embase LED adressable
(ADDR_LED1 4 3 GND
brochesl) PO_ADER

vouT
(voir p.1, No. 25)

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adress-
able permettant aux utilisateurs
de choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans le
mauvais sens. Dans le cas con-
traire, le cable peut étre endom-
magé.

*Veuillez consulter la page 43 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 23)

Cette embase COM1 prend en

charge un module de port série.
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1 Introduzione

Congratulazioni per lacquisto della scheda madre ASRock X570M Pro4, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre X570M Pro4 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X570M Pro4

+ CD di supporto ASRock X570M Pro4

+ 2xcavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Fattore di forma Micro ATX
Design condensatore solido
PCB 20z rame

Supporta processori socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000 e
3000

Digi Power design

Potenza a 10 fasi

AMD X570

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4200+
(0C)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e
non ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC,
senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Picasso), & supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza
massima DDR4 UDIMM.

+ Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

+ Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)
« 2 alloggiamenti PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3:singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
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CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
« 2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
CPU serie AMD Ryzen (Picasso)
+ 2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:singolo a x8
(PCIE1); doppio a x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
«+ 1xalloggio PCI Express 4.0 x1
. Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™
+ 1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
« Contatti doro 15u nell’alloggio VGA PCle (PCIE1)

Grafica « Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
+ Doppia uscita grafica:supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.2
tramite controller display indipendenti
+ Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz
« Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x
2K (4096x2160) a 60 Hz
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)
+ Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.0
+ Supporto HDCP 2.2 con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
+ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
2.0 e DisplayPort 1.2
+ Supporto Microsoft PlayReady”®
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Cappucci audio ELNA

Schermatura isolata PCB

Layer PCB individuali per canali audio R/L

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

3 x Porte antenna (sulla mascherina del pannello I/O)

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto
protezione ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

6 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

8 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID
1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

1 x socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen4 x4

(64 Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge
e Picasso)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4

(32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge e Picasso)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2
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Connettore + 1x connettore porta COM
+ 1x connettore SPI TPM
+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 connettore del LED della ventola AMD ¢ compatibile con una
normale striscia a LED RGB.
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sis-
temi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA _
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o
4 a pin.
1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
+ 1x connettore alimentazione 12 V 8-pin
1 x connettore audio pannello frontale
+ 1xcollettore USB AMD LED FAN
+ 1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt AIC)
2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
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Funzionalita

BIOS

Hardware

Monitor

SO

Certificazioni

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto

Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione CPU VCORE, CPU VDDCR_
SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_
SOC, +1,8V, VDDP

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: Monitoraggio tensione: +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8V, VDDP

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da

overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

" W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRCMOSI1) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 28)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione
di azzeramento della CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Header sul pannello del

sistema

(PANELI a9 pin)

(vedere pag.

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

1,n. 16) a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

seguito. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino
per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di sospen-
sione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione,
LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello
frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin

siano corrette.

Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e
alimentazione e Duvv?rt:y TY laltoparlante a questo connettore.
altoparlante +5V ,
(SPK_PLED] a 7 pin) ololo 8
4
(vedere pag. 1, n. 15) f
PLED+|
PLED+
PLED-




Connettori Serial ATA3 ~ = Questi otto connettori SATA3
(SATA3_1_2: gl g' supportano cavi di trasmissione
vedere pag. 1, n. 12) S I=l I&l 5 dati SATA per i dispositivi
(SATA3_3_4: < =] «,  darchiviazione interni velocita di
vedere pag. 1, n. 13) g g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3 5 6: & LS
vedere pag.1, n. 14) ;, - ;l
(SATA3_7: < <
vedere pag.1, n. 18) 5 |2 = 5
(SATA3_8:
vedere pag.1, n. 17) I—]

SATA3_7 SATA3 8
Collettore USB AMD LED Questo collettore viene utilizzato
FAN f +ND per il collegamento del connettore
(USB_5 a 4 pin) P- USB sul dissipatore di calore

USB_PWR

(vedere pag. 1,n.9)

AMD SR3.

Header USB 2.0
(USB_1_2 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

Ci sono due connettori su questa
scheda madre. Ciascun header
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Su questa scheda madre c un
connettore. Questa basetta USB
3.2 Genl puo supportare due

porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

D
PRESENCE#
MIC_RET

OuT_RET

Questo header serve a collegare i
dispositivi audio al pannello audio

anteriore.

X570M Pro4
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sis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro

Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chas-

manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario col-

legarli per il pannello audio AC97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo

Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

4 3 21

Connettori ventola pompa

dell'acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Questa scheda madre ¢ dotata di
tre connettori ventola a 4 pin per
il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento

(CHA_FAN2/WP a 4 pin) GND ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
FAN_VOLTAGE
(vedere pag. 1, n. 19) CHA_FAN_ SPEED 1-3.
(CHA_FAN3/WPa 4 pln) FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 20)
1 2 3 4
Connettore ventola 4.3 2 1 Questa scheda madre ¢ dotata di
CPU(CPU_FANT1 a 4 pin) un connettore per la ventola della
(vedere pag. 1, n. 3) +12G\7D CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Se si decide di collegare una ven-
tola della CPU a 3 pin, collegarla
al pin 1-3.

Connettore ventola pompa 4.3 21
dellacqua CPU

. GND
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) FANVOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(vedere pag. 1,n. 5)

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento ad
acqua a 4 pin. Se si decide di col-
legare una ventola della CPU con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di 8 5 Questa scheda madre ¢ dotata di
alimentazione ATX da 12 V 8%%8 un connettore di alimentazione
(ATX12V1 a 8 pin) 4 . ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
(vedere pag. 1, n. 2) zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.
Connettore SPI TPM SPI_DQ3 Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) 9 SSuT:mz sistema SPI Trusted Platform
LI
(vedere pag. 1, n. 11) SP"R"Q%S : Module (TPM), che puo
[Teuprea archiviare in modo sicuro chiavi
O[O[O[O]O[o]C ’
1[Qlololoo (ID certificati digitali, password e dati.
GlNgF"JPMﬁs* Un sistema TPM permette anche
oy oHRST di potenziare la sicurezza della
SPI_CSO . . N T
sPI_Da2 rete, di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della

piattaforma.
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ConnettoreThunderbolt
AIC

(TB1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 24)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al connettore
Thunderbolt AIC utilizzando il
cavo GPIO.

*Installare la scheda AIC
Thunderbolt™ su PCIE3 (slot
predefinito).

* Per ulteriori informazioni,
visitare il nostro sito Web:

www.asrock.com.

Collettore LED AMD FAN 1 11 collettore LED AMD FAN

(AMD_FAN_LED1 a 4 B R G12v viene utilizzato per collegare la

pin) prolunga LED RGB in dotazione

(vedere pag. 1, n. 4) con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

Collettore LED RGB ] 11 collettore RGB viene utilizzato

(RGB_LED1 a 4 pin) 12VG R B per collegare la prolunga LED

(vedere pag. 1, n. 26)

RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
nazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 42

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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Header LED indirizzabile Questo header serve a collegare il
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

GND cavo di estensione del LED indir-

DO_ADDR

izzabile che consente di scegliere
vout

tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 43

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header porta seriale Questo header COM1 supporta
(COM1 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 23)

un modulo di porta seriale.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X570M Pro4, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock X570M Pro4 (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacion rdpida de ASRock X570M Pro4

+ CD de soporte de ASRock X570M Pro4

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

+ 1x separador para socket M.2 (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma - Factor de forma Micro ATX
« Disefio de condensador s6lido
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

CPU - Admite los procesadores AM4 Ryzen™ serie 2000 y 3000 con
z6calo AMD
+ Digi Power design
+ Disefio de 10 fases de alimentacion

Conjunto « AMD X570
de chips
Memoria » Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 4 x ranuras DIMM DDR4

. Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 4200+ (OC)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/
2133 ECCyno ECC*

+ Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
biifer DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

« Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
no ECC DDRA4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso), ECC solamente se admite
con CPU PRO.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias com-
patibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Consulte la pagina 22 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

«+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB

«+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

Ranura de CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)
expansion + 2 ranuras PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3:simple a x16
(PCIE1); dual ax16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
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Graficos

CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: simple a x16
(PCIE1); dual ax16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*

CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso)

2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:simple a x8
(PCIE1); dual a x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

1 x ranura PCI Express 4.0 x1

Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™

1 x Zdcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/
BT

Contacto 15uGold en ranura VGA PCle (PCIEL)

Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*

* El soporte real puede variar segun la CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria

méxima compartida admite hasta 16 GB.

* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una

memoria del sistema de 32GB instalada.

Salida gréfica dual:compatible con puertos HDMI y DisplayPort
1.2 mediante controladores de pantalla independientes
Compatible con HDMI 2.0 con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.0

Compatible con HDCP 2.2 con puertos HDMI 2.0 y DisplayPort
1.2

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2

Compatible con Microsoft PlayReady®
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Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC1200 Audio Codec)
» Compatible con audio Blu-ray Premium
+ Admite proteccion contra sobretensiones
+ Tapas de audio ELNA
+ Proteccion de aislamiento de PCB

+ Capas PCB individuales para canal de audio D/I

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel® I211AT
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE

E/S en panel + 3 x Puertos de antena (en proteccién del panel de E/S)
posterior -+ 1x puerto de ratén/teclado PS/2
« 1 xpuerto HDMI
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 1x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)
+ 1x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)
+ 6x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
« Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

Almacenami- 8 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
ento RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexion en caliente
+ 1xZbcalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4 x4 (64
Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge y
Picasso)*
+ 1x Zbcalo Hyper (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s
M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4
(32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge y Picasso)*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock
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Conector

1 x Base de conexiones de puerto COM
« 1 x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentaci6n y base de conexiones para el altavoz
+ 1x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD es compatible
con una tira de LED RGB convencional.
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de
hasta 2,5 m.
+ 1x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 1x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A
(24 W).
+ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el venti-
lador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
+ 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
+ 1x Conector de audio en el panel frontal
+ 1x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se ad-
mite tarjeta AIC Thunderbolt)
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
+ 1xbase de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
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Funciondela - BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
BIOS + Compatible con “Plug and Play”
+ Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1
+ Compatible con Jumper FREE
+ Admite SMBIOS 2.3
+ Multi-ajuste de voltaje de CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,

+1,8V, VDDP
Monitor de + Deteccion de temperatura: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
hardware de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Supervision del voltaje: Supervision del voltaje: +12V; +5V, +3,3V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_SOC,

+1,8V, VDDP
SO + Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- - FCCyCE
ciones + Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-

A ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

" W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
(CLRCMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 28)

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasea, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacién, deberd apagarlo antes de
que realice el borrado del CMOS.
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4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

Conecte el botén de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las

asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Q Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la

que su sistema se apagard medi el botén de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablec-
imiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistera se encuentra en estado de suspension S1/83. El indicador LED se apaga cuando el sistema
se encuentra en estado de suspension $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador LED

de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su
médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegtirese de que las asignaciones de los cables y
los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacién y SPEAKER Conecte el LED de alimentacién
base de conexiones para la DUN?,;JL'A TY del chasis y el altavoz del chasis a
altavoz 5V esta base de conexiones.
(SPK_PLED1 de 7 ololo 8
4

contactos) f |
(consulte la pag. 1, n° 15) PLEPDLED»,

PLED-
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Conectores Serie ATA3
(SATA3_1_2:

consulte la pag.1, n° 12)
(SATA3_3_4:

consulte la pag. 1, N.° 13)
(SATA3_5_6:

consulte la pag. 1, N.° 14)
(SATA3_7:

consulte la pag. 1, N.° 18)
(SATA3_8:

consulte la pag. 1, N.° 17)

2 2
L IL| L] <
D =l =l »
iy D
2 2
2L L &
D =l =l
bl v i B
2 2
= oS
< <
o 1=l |1 &
——1 —

SATA3_7 SATA3_8

Estos ocho conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Base de conexiones USB
de ventilador de LED
AMD

(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pdg. 1,n°9)

GND

P+

P-

USB_PWR
1

Esta base de conexiones se utiliza
para enchufar el conector USB del
disipador SR3 AMD.

Cabezales USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)

USB_PWR
P-

MMY

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal USB

2.0 admite dos puertos.

P-
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Vous Esta placa base tiene otra base
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_7_8de 19 IntA_PA_SSRX- mapsssrxs  de conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) onD IntA_PB_SSTX- conexiones USB 3.2 Genl admite
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag. 1, n° 10) Inth_pPA_SSTX+ anD dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
Cabezal de audio del panel GNPDRE&%%E y Este cabezal se utiliza para
frontal "ouLRn conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 |o| |o panel de audio frontal.
contactos) ! QlQ C‘)
[ Tour2_L
. SENS
(consulte la pdg. 1, n° 27) o
MIC2_R
Mic2_L
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que
pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en
el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo

los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel

de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua del
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeracion por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de refrig-
eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de 4 con-
tactos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
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Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de

que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU Yy no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 de 13 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK,
SPI_MOSI
RSTH
|TPIM,P|RQ

O]O]OJO[O]O!
1 [e)[e][e][e]([e][e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector es compatible con el
sistema SPI Mddulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.




Conector Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE3 (ranura
predeterminada).

* Para obtener mas informacion,
visite nuestro sitio web: www.

asrock.com.

Base de conexiones de

La base de conexiones de LED de

LED de VENTILADOR [y VENTILADOR AMD se utiliza
AMD para conectar el alagador de LED
(AMD_FAN_LED1 de 4 RGB incluido con el disipador
contactos) AMD. La conexion del cable
permite a los usuarios elegir entre
(consulte la pag. 1, n° 4) diferentes efectos de iluminacién
de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacion incorrecta
ya que, de lo contrario, el cable
puede daiiarse.
Cabezal de LED RGB 4 El cabezal RGB se utiliza para
(RGB_LED1 de 4 contac- 12VG R B

tos)
(consulte la pag. 1, n° 26)

conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de ilumi-
nacién de LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiarse.

*Consulte la pagina 42 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

X570M Pro4
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Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LED1 de 3 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 25)

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminaciéon LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 43 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 23)

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.
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1 BBepeHne

Braropaprm Bac 3a npuobpeTeHne HafieXXHOI MaTepuHCKoit waTel ASRock X570M Pro4,
BBIITYCKAeMOI1 TOJ} IIOCTOSHHBIM CTPOTMM KOHTposieM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas
1aTa obecredrBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTEILHOCTD 1 OTIMYAETCA HaIeKHOI
KOHCTPYKI[Jeil B COOTBETCTBUY C TpeGOBaHMAMY KommaHuu ASRock B oTHOIIEHNI

KageCcTBa " JONTOBEYHOCTN.

obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeii 00KymMeHmau modxcem 6vimy usmereHo 6e3
npedsapumenvozo yeedomneHust. IIpu usmeHeHu Co0ePHCUMO20 HACHOAULE20 OOKYMEHMA
e20 06H087IeHHAs Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-caiime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00UMOCHU MeXHUHECKOU NO00ePH KU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 6e6-caiim u Haioume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MO0 UCHONILIYeMOTL
samu mamepurckoi nnamot. Ha se6-caiime ASRock maxice MoxHO Hatlmu camolii noC1eOHuUL
nepeuerv nodoepiucusaemolx VGA-kapm u LII1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

Q o npuuune 06H06HUS XAPAKIMEPUCINUK CUCINEMHOLL NIAMDBL U NPOZPAMMHO20

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ MarepuHckas nnara ASRock X570M Pro4 (dpopm-dakrop Micro ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoske ASRock X570M Pro4

« Kommnaxr-guck ¢ ITO gna maarer ASRock X570M Pro4

+ 2 kabens nepenaun faHubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcst OTAEIbHO)
+ 3 BUHTa 1A c10TOB M.2 (Ipno6peTarnTcs OTAEIbHO)

+ 1 croiika s rHesfa M.2 (mpro6peTaioTcs OT/eNIbHO)

+ 1 9KpaH IaHenMN ¢ ITIOPTaMII BBOJa-BBIBOZIA
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

+ ®opm-dakrop Micro ATX
+ Cxema Ha OCHOBE TBEPIOTEIbHBIX KOHJIEHCATOPOB

+ Mepnas nevarHas nara (2 yHIun)

« Tlomnepxuparorcs mporeccopst AMD cepuu Ryzen™ 2000
u 3000 oz coker AM4
« Digi Power design

« Cucrema nuranus 10
« AMD X570

« JIByxKaHanbHas namaTb DDR4
« 4ruesga DDR4 DIMM
« IIpoueccopsr AMD ceprn Ryzen (Matisse) mofaep>kuBaoT
mopynu mamat DDR4 4200+ (OC)/4133(0C)/3466(OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
HeOydepr3oBaHHON MaMATI
« IIponeccopsr AMD cepnu Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopgep>KuBaT Mogyan mamsaTu DDR4 3466+(0C)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
HeOydepr3oBaHHON MaMATI
« IIpoueccopsr AMD cepnu Ryzen (Picasso) moamep>xuBanoT
mopynu mamat DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/
2400/2133, e otHOCsamuxca k ECC, nebydepusosannoi
namATI
* s mporeccopos ceprn Ryzen (Picasso) Mogynb maMaATH
ECC noppepxmBaeTtcs Tonbko mporeccopamu PRO.
* IomonuuTenbHas nHGoOpMalys npefcTasieHa B Crvcke
coBmectumoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* MakcrmanbHble Tofgep>kuBaeMble 9acToTsl DDR4 UDIMM
CM Ha CTp. 22.
+ MaxcumanbHbii 06sem O3Y: 128 T6

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTHI c71oT0B DIMM

IIIT cepunt AMD Ryzen (Matisse)
« 2 PCI Express 4.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE3:onunapHblit 1pu
x16 (PCIE1); gBoitnoit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
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IIII cepunt AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
2 PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE3:onuHapHBbIi Ipu
x16 (PCIE1); gBoitHoit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
III cepun AMD Ryzen (Picasso)
2 PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE3:onuHapHbIi Ipu
x8 (PCIE1); gpoitroit mpu x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
* ITopep>KUBaIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna
NVMe
« 1 cnor PCI Express 4.0 x1
« Ilopgpepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
+ 1 cmor M.2 (xirou E) st mopyrnst WiFi/BT tuma 2230
« IlosonovenHble KoHTaKTH pasbeMa VGA PCle (PCIEL) 15u

Mpaduueckan « Berpoennbiit Bueoamantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nopgcucrema npoueccopax APU cepuu Ryzen*
*®akTuyeckas MOIep>KKa 3aBICUT OT IIPoLieccopa
« DirectX 12, nukce/nbHble meiiaepsr 5.0
o O6umit 06beM MaMATH 110 ymomvanuio 2 I'b.
ITopaep)xmBaeTcsi MaKCUMa/IbHbII 001uiT 06beM MaMsATH
1o 16 I'b.
* [l MaKkcHMabHOro obuiero obbema mamstu 16 I'b
TpebyeTcs yCTaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATb eMKOCTbI0 32 I'b.
+ JIBa rpadpudecknx BbIXofa:mofep>kKka mopros HDMI u
DisplayPort 1.2 HesaBUCHMBIMU KOHTPO/I/IEPAMMU AUCIITIESA
+ Toppepxxa HDMI 2.0 ¢ MakCHMaIbHBIM PaspelleHeM Jo
4K x 2K (4096x2160) mpu 60 I1y
« Iloppepxusaerca DisplayPort 1.2 ¢ MakcuManbHbIM
paspemterneM no 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Ity
« Ioppepxusarorcsa Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
user), xvYCC u HBR (High Bit Rate Audio) yepe3 mopt
HDMI 2.0 (tpe6yetca coorsercTBytoumit HDMI-MornTOp)
« TMoppepxuBaeTcs pacIIMpPeHHbIN JUHAMIYECKII IMala30H
(HDR) B pesxume HDMI 2.0
« Ioppepxusaerca Gynxunsa HDCP 2.2 gepes noptst HDMI
2.0 u DisplayPort 1.2
- Iloppepixka BoBOga Bujeo ¢ paspetuervem 4K Ultra HD
(UHD) na nopret HDMI 2.0 n DisplayPort 1.2
« Tlonmepxxka Microsoft PlayReady®
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3BYK

LAN

MopTbl BBOga-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenun

3anomMmuHalmowme
yCTpONcTBa

100

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbICOKOI1 YeTkocTy HD Audio ¢
3aIUTON JaHHBIX (ayanokoaek Realtek ALC1200)
IMoppeprxxa Premium Blu-ray Audio

3amyra OT IeperasioB HalpsDKeHMA B 97IeKTPUIECKOil CeTn
Konpnencaropsr s ayguocructeM ELNA

Vzonupyioliee sKpaHMpOBaHMe TI€YaTHO TI/IaThI
OrtyienbHBIE C/IOM MIEYATHO N/TAThI /1A IEBOTO ¥ IIPABOTO
ay/[MOKaHa/I0B

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

GigaLAN Intel” I211AT

IMoppepxnBaeTcs mpobysxaenue o JIBC
MonHuesanmTa  3alUTa OT SMEKTPOCTATUIECKIX
paspsyos

IoppepxmnBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaerca PXE

3 aHTeHHBIX NTOPTa (Ha ITAHe/N C IOPTaMI BBOJA-BBIBOJIA)

1 mopt PS/2 st MbImm/KmaBuaTyph

1 mopr HDMI

1 mopr DisplayPort 1.2

1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ut/c) (c 3amuroi ot
9NIEKTPOCTATIYECKIX Pa3psA/IOB)

1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6ut/c) (c 3amuroit ot
9NeKTPOCTATUIECKIX PA3PATOB)

6 moptoB USB 3.2 Genl (c 3amiTost OT 97eKTPOCTATUIECKIX
PpaspsmoB)

1 mopt JIBC RJ-45 ¢ napnkaropammn («AKTMBHOCTD/
Coepnnenne» 1 «CKOpOCTb»)

Pasbembt HD Audio: munesinbit Bxoy; / dpponranpubie AC /
MUKPOOH

8 x mopra SATA3 co cKOpOCTBIO Tlepefaun JaHHbIX 6,0 ['6/
¢, noazuepxxka RAID (RAID 0, RAID 1 n RAID 10), NCQ,
AHCI n «rops4ero nojKmoYeHs».

1 cnot Hyper M.2 (M2_1), nopep>xusaercst MOAyib M.2
PCI Express Tuma 2242/2260/2280 ¢ xmogom M 10 Bepcum
Gen4 x4 (64 T'6ut/c) (c Matisse) wiu Gen3 x4 (32 I'6éur/c) (¢
Pinnacle Ridge u Picasso)*

1 cnmot Hyper M.2 (M2_2), nogaep>kuBaet MOgynb M.2
SATA3 tumna 2230/2242/2260/2280 co ckopocTbio 06MeHa
nauHbIMU 6,0 [6ut/c ¢ xmodom M n mogyns M.2 PCI Ex-
press o Bepcun Gen4 x4 (64 I'6ut/c) (c Matisse) nnu Gen3
x4 (32 T'6ur/c) (c Pinnacle Ridge u Picasso) *

* ITopep>KMBalOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna
NVMe
* IloppmepxuBaetcs: komiiektT ASRock U.2
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Pasbembli + 1 xonogxa COM-mopra

« 1 xonopka SPI TPM

« 1 Ko/mojKa CBeTOAVONHOTO MHAMKATOPA MATAHUA U
KOPIIyCHOTO JVIHAMIKA

« 1 X KO/mojKa J/Isi IIOAK/TIOUEH NS CBETOVIOHOI MTOJICBETKI
BeHTUNIATOpa AMD.

* Konopka [yist TOIK/TF0YEHNsI CBETOMOHON ITOJICBETKI
BeHTHIATOpa AMD COBMecTIMa ¢ 06BIYHOI CBETORMOLHOI
RGB nenroit.
* Konopka [yist TOIK/TF0YEHNsI CBETOMOHON ITOJICBETKI
BeHTIIATOpa AMD mopfiep>XiBaeT CBeTOAMOHBIE TEHTHI
MOLIHOCTBIO He 6ortee 36 Bart (3 A) u ammuHOiL 10 2,5 M.

« 1 xonopgka cBetoguonHoii RGB-nogcBe Tk
* TlopmepkBaeTCs CBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOJ1 MOLIHOCTBIO 10 36 BT).

« 1 KomopKa afpecyemMoi CBeTOAMOIHOM MOACBETKI

* Tloamep>KuBaeTCs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOJ1 MOLIHOCTBIO Ji0 15 BT).

1 pasbeM I BeHTIIATOPA oxtaxkaeHus LII1,
4-KOHTAKTHBI

* PagbeM IPOLIeCCOPHOTO BEHTI/IATOPA MOAEPKIBAET
BEHTIWIATOP C OTpebysieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

1 pasbeM 1A BEHTU/IATOPA MV BOJISHOI IIOMITBI BOJSHOTO
oxnaxpenns LIT (4-koHTakTHBI) (CMapT-perynaTop
CKOPOCTY BEHTH/IATOPA)

* PasbeM 114 IIPOIIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA M/
BOHHHOﬁ TIOMIIbI HOIZUIep)KI/IBaeT BCHTI/I]'IHTOP © HOTp€6]I$I€MbIM
TOKOM He 6onee 2 A (24 Br)

3 pasbeMbl I KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA VMM BOJAHON
HOMIIbI (4-KOHTAKTHbII) (CMapT-perynsaTop CKopocTn
BEHTWIATOPA)

* PasbeM 114 IIPOIIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA M/
BOHHHOﬁ TIOMIIbI HOIZUIep)KI/IBaeT BCHTI/I]'IHTOP © HOTp€6]I$I€MbIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br).

* Ina passemoB CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP u CHA_FAN3/WP aBroMaTu4ecky onpefensercsa
THII IIOAK/TIOYEHHOTO BEHTIIATOPA: 3- N 4-KOHTaKTHBIIL.

1 paspem mutanua ATX, 24-KOHTaKTHBII

« 1 pasbem nutanud 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

1 aynmnopasbeM [Is IepefiHelt MaHem

1 xonoaxa USB mna mopxmodenns BeHTuaaTopa AMD co
CBETOJIMOTHO TTOICBETKOM

+ 1 AIC-paszpem Thunderbolt (5-kOHTaKTHBII1)
(TTommep>xmBaet Tonbko KapTy ASRock Thunderbolt AIC)

« 2 xonopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3ammuToit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pALOB)

+ 1 komoaxa USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c
3ALINTOI OT 9TeKTPOCTATUIECKUX PA3PSIIOB)
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MapameTpbi .
BIOS

KoHTponb .
o6opyanoBaHuA
OnepauyoHHble .
cicTemsl
CepTndukauymsa .

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nonpepsxkoit rpadudeckoro
nHTepderica

IMoppeprxxa texuomorun «Plug and Play»

CoBMeCTUMOCTD C yIIPaBjIeHNEM 9HepPronoTpebnieHeM o
ACPI 5.1

IMoppepxxa ¢yukiynm JumperFree

Ioppep>xupaerca SMBIOS 2.3.

Perynmuposka nanpsbxennit CPU VCORE, CPU VDDCR_
SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VD-
DCR_SOC, +1,8B, VDDP

KonTponb Temneparypbl: Bentunarop LIIT; Bentunarop
MM TIOMIIA BOfsAHOTO oxnaxennsa III; Beatunarop nmm
TIOMIIa BOJSIHOTO OX/IaXK/IeHNs KOpITyca

Taxomerp: Benrunarop LIIT; BentnnAarop mmm mommna
BofiAHOTO oxnaxenna LI, Beatunarop nay nomima
BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

BecurymHast pabora (C aBTOMaTI4ecKOll perypoBKOit
CKOPOCTY BPAIL[eHN B 3aBUCUMOCTH OT TeMIIepaTyphI
1IIT): Bentunsarop LI1; Bentuiarop mwim momia BOAsIHOTO
oxnaxpennA LIIT; BeaTuaaTop mmm nommna BoisAHOTO
OXTTaXKeHMA KOpITyca

Perynuposka ckopocTtu Bpamenus: Beanrunarop LIIT;
BenTtunarop i nomna BopsAHOro oxnaxaenus LT
BeHTHIATOp MM IOMITA BOZITHOTO OX/TXKAEHMA KOpITyca
Konrponp Hanpsixennit: KonTponp Hanmpskenuit: +12 B,
+5 B, +3,3 B, Hanpskenne anpa LI, VDDCR_SOC IITI,
DRAM, PREM VDDCR_SOC, +1,8 B, VDDP

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHast)
FCC, CE

Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heobxomyum 610K nuTaHms,
cooTBeTCTBYoIII craniapTy ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti undopmauets 00 u30esuu MOKCHO 03HAKOMUMbCS HA Be0-catime: http://www.asrock.com

A

Cnebyem yuumovleamv, qmopa:«zon npoueccopa, 8Kn04as UsMeHeHue Hacmpoek B]OS,

npumenenrue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uncmpymenmoes paseona

He3a8UCUMbLX HPOM3BOBMmL’/I€1;l, ConpsixieH ¢ onpebezzeﬂﬂbmpucxom. Paseon npau,eccopa

MOHCEM CHU3UMb CMABUILHOCb CUCTeMbl UL 0axce npusecmu K naspembel—mm ee

KOMNOHEHMos8 uycmpoﬁcms, Paseon HPOHECCOP& 0Cyu4ecmesnsaemcs noiv3osamenem

Ha co6cmeeHHbILl PMCK u 3a cobcmaeenHbiti cuem. Mol He Hecem 0MBemcmeeHHOCMb 3

BO3MOINCHDLIL ymepﬁ, BbI36AHMDLIL paszoHom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TIIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TII€pEMbIYKa-KO/IMNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

" W

Short Open

ITepembrdka copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS

(CLRCMOSI) 2-KoHTaKTHaA PasomkayTa: [To ymonuanuio
(M. cTp. 1, Ne 28) TiepeMbliKa

CLRCMOSI ncnonbayerca pis ypanenus ganaeix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKNe JaHHbIC O HaCTpOI/uIKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBIN I1aposb, faTa, BpeM:A U ITapaMeTpbl
HaCTPOIIKY cucTeMbl. UYT0ObI COPOCUTD ¥ OOHYINTD ITapaMeTPBI CUCTEMBI Ha HACTPOMKI
110 yMOH‘IaHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIBIOTED U U3BIEKNUTE BI/HIKY "3 PO3ETKMY, a 3aTEM
KOJIITAYKOBOJ1 IIepeMbIUKOil 3aMKHMTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyHJbI.

ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a6y/bTe CHATD KOJIIAYKOBYIO TepeMbIuKy. [Tpn
HeobxozumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy nocre o6nosnenus BIOS chauana

IIepesarpysuTe CUCTEMY, @ 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP Tepes; COPOCOM HaCTpOeK
CMOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CUCTEMHON

njare

A

Komnopka cucremHOM PLED+

TTaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI)

Pacnonoxcennvie Ha cucmemroti nname konodxku u pasvemvl HE senaomcs nepemvrukamu. HE
ycmanasnusaiime Ha smu Kono0KuU U PA3seMbl NePeMbIUKU-KOINAUKI. YCmaHo8Ka nepembluex-
KONNA4KOB HA MU KOTOOKU U PA3HEMbL MOXEM 6bl36aib HEYCMPAHUMOE NOBPeHIeH e
CUCMEMHOTL Naamol.

IMopxnrounTe pacrnono>xeHHbie
Ha KOpITyce KHOTIKY MTAHM,

KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1

(cm. cTp. 1,Ne 16) ! MHMKATOP COCTOAHMA CHCTEMbI
K 9TOII KOJIOJJKE B COOTBETCTBUI
HDLED-
HDLED+ C Ha3HAYeHVEM KOHTAKTOB,

npuBefieHHbIM HuKe. [epen
TIOAK/IIOUeHEeM Kabemeit
OITpefie/IiTe IOIOKUTENbHBIN 1

OTPMHaTeHbeIﬁ KOHTAKTBhI.

PWRBTN (xnonka numanus):
TlooxnioueHue KHONKU NUMAHUs, PACNONIONEHHOIL HA nepedHetl nanenu Kopnyca. MosicHo
Hucmpoumb €NOCO6 BbIKAIOUEHUS CUCIEMbL npu Haxamuu KHONKU NUMaHus.

RESET (xnonxa cépoca):

Tooxniouenue KHonku c6poca, pacnosioseHHoll Ha nepedHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mo6bl nepesanycmumb KOMNbIOMep, ecaiu OH 3aBUC U HOPMATIbHbLIL nepe3anyck
HEBO3MOMEH.

PLED (c 0 i uHOUKAMOp cucmemvl):

Ilookniouerue UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHeil naHeu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHOuKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs
6 pesicume osncudarus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs 6 pesxcume
oxcudanus S4 unu viknouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (ceemnoduodnutii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):

IlooknioueHue c6emoduo0H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmKO020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepeoreti narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCMKULiL OUCK BbINONIHSAEM.
cHumoleaHue uiu 3anuco baHwa.

Tlepednsist nanenv moxcem Gvimp pasHoti Ha pasHbix kopnycax. Ha nepedwueii nanenu
PACNONONEHDL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anyckd, UHOUKAMop NumManus, uHOUKamop
pabomul xecmkozo oucka, ouramux u m.o. IIpu nooknoueHuy nepedHeil naxen K smoii
K07100Ke N0OKI0UAlime NPoB00a K COOMEEMCmayOUsUM KOHMAKMAM.

Komopka cBeTommmomHoro SPEAKER ITpennasHaveHa s

DUMMY
VHAVKATOpa IUTaHUA U DUMMY , TIO/[K/TIOYEHVISI CBETOVIOTHOTO
IVHAMVKa KOpITyca oV VH[IKAaTOPa IUTaHNA 1
(7-xoHTakTHasa, SPK_ ; IVHaMMKa KOpITyca.
PLED1)

PLED+
(em. ctp. 1, Ne 15) PLED+
PLED-
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Pasbembr Serial ATA3 ~, = - I1u mectb Bocemb SATA3
(SATA3_1_2: g 'g_:” NpefHa3HAYeHbI /1A
cm. ctp. 1, Ne 12) S = &l S nonkmouenns kabeneit SATA
(SATA3_3_4: N =] BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAOLINX
oM. cTp. 1, Ne 13) g g YCTPOJCTB /1A TIepeadn JaHHbIX
(SATA3_5_6: (<f(J =] |=l 5) €O CKOpOCTBIO 10 6,0 T'6/c.
cm. cTp.1, Ne 14) ©, =] 2
(SATA3_7: 2 2
oM. ctp.1, Ne 18) & b = S
(SATA3_8:
oM. c1p.1, Ne 17) I—1]

SATA3_7 SATA3 8
Konogka USB mis ITa KONOAKA CIIYXKUT Jijis
TOK/TIOYEH NS GND nopkoyerns pasbema USB Ha
BeHTUNATOpa AMD r: kynepe AMD SR3.
CO CBETOVIOHON USB_PWR
TIOJICBETKOI ]
(4-xonrakrHas, USB_5)
(em. cTp. 1, Ne 9)
Konogxku USB 2.0 USB_PWR Ha matepuHckoit nimate umeeTcs

B

(9-xonrakTHas, USB_1_2)
(cMm. cTp. 1, Ne 22)
(9-xonrakTHas, USB_3_4)
(

nBe komoakn. Kaxkzas komozgka

USB 2.0 mopgmep>xuBaet fBa

4 TopTa.

oM. cTp. 1, Ne 21) )
USB_PWR
Konopxu USB 3.2 Genl Vous Ha marepuHckoit nmate umeeTcs
Vb IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHAas, .MAipAisst, .:UUE?SSRX‘ ofiHa Konopka. dTa konopka USB
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_7_8) oD Inth_PB_SSTX- 3.2 Genl nopuepxuBaer apa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(CM- CTp. 1, Ne 10) IntA_PA_SSTX+ GND Iopra.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
o ND
AynmoKonoyKa nepegHen N esence# Ora KOJIoJKa IIpe/iHasHavYeHa /1
MIC_RET

TaHem ouT_RET MIOIK/TIOYEHVSI ayII0YCTPOIICTB K
(9-xonTakToB, HD_ O[o[o] Jo TepeHeNt ayiMoIaHe/n.

1 [e] [e][e]
AUDIO1) ‘ Mo 1

J_SENSE
(em. cTp. 1, Ne 27) Uz R
MIC2_R ™~
MIC2_L
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1. Ayduocucmema 6b1c0k020 paspeutenus noddepucusaem GyHKUUI0O pacnosHAaHUs pasvema,
HO 07151 € NPAsUNLHOL PaboMbL He06X00UMO, 4MObbL NPOBOO NaHenU KOPNYCa no00epHUsan
nepedauy cuenanos HDA. VIHcmpyKuuu no ycmaHosKe CUCeMbl CM. 8 IMOM PyK080OCmBe u
PyK080OCMEe HA KOPNYC.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodknouume ee k ayouoxKonooke nepeoHeii nauen,

KaK ykasawo oarnee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Hookmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) k OUT2_L.

C. Hookmouume nposod 3asemnexus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmuet MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcst monvko 0715 ayouonanesn 6v.coxozo
paspewenus. IIpu ucnonvaosanuu ayouonareny AC'97 ux nookmo4anms He HyiHO.

E. Ymobvt akmusuposamv nepedHuti muxpodor, nepeiidume Ha exknadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).

Pazbembr mis
BEHTIIATOPA VLY IIOMIIBI
BOJISIHOTO OXJTaK/IEHM S
KopIryca

(4-xouTtakTHBIT CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 1)

(4-xonrakTHbIit CHA_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 19)
(4-xonTtakTHbII CHA_
FAN3/WP)

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

IlaHHas cucTeMHas 1jara
OCHalleHa TpeMs 4-KOHTaKTHbIMU
pasbeMaMu I CUCTEMbI
BOJISIHOTO OX/IaKJI€HMs KOpITyca.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY BOJ[IHOTO
OXJTaXK/IEHNsA KOPITyca ClieflyeT
MOIK/TIOYATh K KOHTaKTaM 1-3.

12 3 4
(em. cTp. 1, Ne 20)
PasbeM BeHTHIATOPA 4.3 21 Ora MaTepuHCKas I1aTa CHabkeHa
OXJTAXKIEHNA 4-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM JIsi
nporieccopa(4-KOHTaKTa, GND MaJIOIIyMSAIIETO BEHTUIATOPA
+12V

CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 3)

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

LII1. Ecnu Bl cobupaerech
TOJK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTU/IATOP OXTAXK/IEHUA
TIpo1eccopa, MoAK/IIYaiiTe ero K
KOHTaKTaMm 1-3.

PasbeM [/1s1 BeHTWLATOpA
VTN TIOMITBI BOJISTHOTO
oxnaxaenns [IT1
(4-xonTtakTHbII CPU_
FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 5)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

JlanHas MaTepuHCKas I/1aTa
ocHalleHa 4-KOHTaKTHbIM
Pa3beMoM IS CUCTEMbI BOJITHOTO
oxnaxenns II1. 3-koHTakTHYIO
CHCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/[eHVIS
LII cnegyer nopgxm04aTh K
KOHTakTaM 1-3.
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Paspem nuranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(M. cTp. 1, Ne 8)

Ora MaTepyHCKas Iy1aTa
OCHalleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paspemoM mnranust ATX. YTo6br
VICTIONB30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem mmranusa ATX,
TIOAK/TIOYNTE €TO BIO/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Pazpem nuranms ATX 12
B

(8-xonTrakToB, ATX12V1)
(cm. cTp. 1, Ne 2)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHallleHa 8-KOHTaKTHbIM
paszbemoM nnranus ATX

12 B. Y1065! MCIIOTH30BATh
4-KOHTaKTHbIJ pagbeM NUTAHUA
ATX, mogkimounTe €ro Bo/Ib
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Bunmanne! Yoenureco,

YTO MOJK/IIOYEHHBIN Kabenn
NIUTAaHUA npenHasﬂaqu s
IIII, a ne pna sugeoxkaptol. He
MOAK/IIYaiiTe Kaberb MMTaHUA

PCle x sToMy pasbemy.

xonoxka SPI TPM
(13-xonTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(em. ctp. 1, Ne 11)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM7PIRQ

O[O[O]O[O]O]O!
1 (e][e][e][e)(e](0)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

IroT paszbpeM obecrednBaeT
nopaepxKy cucremst SPI Trusted
Platform Module (TPM), koropas
croco6Ha o6ecreynTb HaleXKHOEe
XpaHeHue KIo4el, InppoBbIxX
cepT(UKaATOB, IApOIelt 1
nmanubix. Cucrema TPM takke
[IOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIL
6e3011acHOCTH, 3alMIIAeT

1 poBble MpeHTUPUKATOPBI

1 06ecrieunBaeT 1e10CTHOCTh

11aTOpMBl.
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Pasbem Thunderbolt AIC
(5 xonTakrToB, TB1)

(M. ctp. 1, Ne 24)

[MopxnrounTe naTy pacmpenns
(AIC) Thunderbolt™ x paspemy
Thunderbolt AIC ¢ nomouib0
unrepgeitcioro GPIO-kaberrst.
*YcraHOBUTE PacHIMPUTENTBHYIO
mnary Thunderbolt™ B cnor PCIE3
(cmot 1o yMom4aHmo).

* [Ina nomydeHns
IOIOTHUTENbHOI NHPOPMALII
00 M3/IeMY ITOCETHTE HAlll Be6-
caiiT: www.asrock.com.

Konopgka s

TTOJK/TFOYEHST B R G12v
CBETOJIMOJHOI TIOfICBETKM

BeHTUNATOpa AMD.

(4-xonTakTHas, AMD_

FAN_LED1)

(em. cTp. 1, Ne 4)

Kosopxka ijis mopkodeHms
CBETONVMOHON MOACBETKI
BeHTUIATOpAa AMD ciyxut s
MOJK/TIOYeH A YATTMHUTETHOTO
Kabens CBEeTOMMOTHON
RGB-nopcBeTKY, KOTOPBI
nocrasnsercs ¢ Kynepom AMD.
ITOAK/TIOUMB 3TOT Kabe/lb, MOXKHO
pasn4Hble CBeTOBBbIE 3P (EKTHI.
Buumanmne! Kareropuyeckn
3anpenaeTcs NOgKII0YaTh
Kalerb CBETOIOIHOI
TIOJICBETKM BEHTUIATOPA C
HapyIIeHNeM HOIAPHOCTH, TaK
KaK 9TO MOXKeT IIPUBECTH K ero
TIOBPEXeHMIO.

Komomka cBeTommomHoIM

RGB-nopceTkn 12V G R B
(4-xkonTakTHasa, RGB_

LED1)

(em. cTp. 1, Ne 26)

Kononka RGB-nofcBeTkn
CITY>XUT [/ TIOAK/TIOYeHMs
VIUIMHUTEIBHOTO Kaberst
cBeTomonuoit RGB-moncBetkn,
KOTOpas MO3BOJIAET peann3oBaTh
pasnMuHble CBETOBBIE 3D (eKThI.
Buumanue! Kareropuueckn
3ampelaeTcs NOJKIIYaTh
Kabenb cBerommogHoit RGB-
TOACBETKI C HApyIIeHNeM
TONAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOXKET
NPUBECTH K €0 MOBPEXKIEHIIO.
* IlomoHNTEIbHBIE CBElleHNs 00
JICHIO/Ib30BAHUN 9TOVI KOTIOJKI
CM. Ha CTp. 42.
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KOJIO[IKa ajipecyeMoii

CBETOMIMOMIHON TIOICBETKIA GND

(3 xonrakTa, ADDR_ DO_ADDR
VOouT

LEDI1)

(em. cTp. 1, Ne 25)

ITa KOMOJIKA CTY>KUT [T
MMOAK/THYECHU A YIUII/IHI/[TCHI)HOI‘O
Kabess afipecyeMoit
CBETOJMOIHOI ITOJICBETKIN,
KOTOpas MO3BO/IAET Peann3oBaTh
pasnnyHble CBeTOBbIE 3QPEKTHI.
Buumanne! Kareropmyueckn
3ampenaeTcsa NOJKIIYaTh
Kabenb agpecyeMoii
CBETOJMOFHOI MOACBETKY C
HapyLIeHNeM HOMTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IIPUBECTH K ero
TOBPEXAEHUIO.

* JlonoHNUTEIbHbIE CBEIeHs 00
VICTIOJIb30BAHUY 9TOV KOJIOJKI

CM. Ha cTp. 43.

Konopxa RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

[I0C/IE[I0BATEIHOTO [IOPTa
(9-xonTakTHass, COM1)
(cMm. cTp. 1, Ne 23) 1

DDCD#1

Kononxa COM1 nopnepxusaer
TIOZIK/TIOYeHIIe MOTY/LS

II0CIeN0BATE/IbHOIO IIOPTA.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X570M Pro4, uma confiavel placa mae ASRock
produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagoes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a

esta documentagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mae ASRock X570M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock X570M Pro4

+ CD de Suporte da ASRock X570M Pro4

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1x Porca autdbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
+ 1xPainel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma + Micro ATX Form Factor
+ Design de condensador sélido
+ PCB 20z de Cobre

CPU - Suporta processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 2000 e
3000
+ Digi Power design
+ Design com 10 fases de alimentagao

Chipset . AMD X570

Meméria + Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

+ 4x Slots DIMM DDR4

+ CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4 4200+ (OC)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC,
memoria un-buffered*

+ CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

» CPUs série AMD Ryzen (Picasso) suporta DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nao-ECC, memdria un-buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso), ECC s6 é suportado com CPUs
PRO.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Por favor consulte a pagina 22 para suporte de frequéncia méxima
DDR4 UDIMM.

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

» Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

Slot de CPUs AMD séries Ryzen (Matisse)
expansao + 2 Slots PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3:unico em x16 (PCIEL);
duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
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Graficos

CPUs AMD Série Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:tnico em x16 (PCIE1);
duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*

CPUs AMD séries Ryzen (Picasso)

2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:tinico em x8 (PCIE1);
duplo em x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x slots PCI Express 4.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT
Contato em Ouro 15p no Slot PCle VGA (PCIEL)

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada

max suporta até 16GB.

* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria

de sistema instalado.

Saida grafica dupla:Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.2 por
controladores de video independentes

Suporta HDMI 2.0 com resolugado max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com max. resolugdo até 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0 (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDR (High Dynamic Range - Ampla Faixa Dinamica)
com HDMI 2.0

Suporta HDCP 2.2 com Portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 2.0 e
DisplayPort 1.2

Suporta Microsoft PlayReady”
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Audio + Audio HD de 7.1 canais com protegdo de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC1200)
+ Suporte audio Blu-ray superior
+ Suporta Prote¢ao de Sobretensao
- Fones de Audio ELNA
+ Blindagem de isolamento PCB
-+ Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

LAN + LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel® I211AT
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte & Protegio de Relampago/ESD
+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE

E/S do pai- + 3 x Portas de Antena (no Escudo do Painel 1/0)
nel poste- - 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
rior + 1x Porta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1 xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao ESD)
+ 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protecdo ESD)
+ 6x Portas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)

« 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- + 8 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1,
mento e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexio a Quente

1 xsoquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo médulo
2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s)

(com Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s)(com Pinnacle Ridge e
Picasso)*

1 xsoquete Hyper M.2 (M2_2), suporta M Key tipo médulo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s e m6dulo M.2 PCI
Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (com Matisse) ou Gen3 x24 (32 Gb/
s)(com Pinnacle Ridge e Picasso) *

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdo
* Suporta Kit U.2 ASRock
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Conector

« 1x Suporte porta COM
+ 1x Plataforma SPI TPM
+ 1x LED de alimentagdo e Cabegote de Autofalante
+ 1x Cabecote de LED Fan AMD
* O titulo LED do Ventilador AMD é compativel com uma fita LED
RGB regular.
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
+ 1x Cabecote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
+ 1x Plataforma de LED Ajustével
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/
WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4
pinos esta em uso.
+ 1 x Conector alimentag¢do ATX 24 pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
+ 1x Plataforma AMD LED Fan USB
+ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartao ASRock
Thunderbolt AIC tinica)
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)
1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)
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Fungoes da « AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
BIOS + Suporta “Plug and Play”
« ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
« Suporta jumperfree
+ Suporte SMBIOS 2.3
+ Multi-ajuste de tensao de CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8V, VDDP

Monitor de - Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,
hardware Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua
+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua
« Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de Agua,
Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua
« Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
Agua, Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua
« Monitoramento da tensdo: Monitoramento da tensio: +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8V, VDDP

SO + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifi- - FCC,CE
cagoes + Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
A defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de fer-
ramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

" W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

(ver p.1, N.° 28) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOSI durante 3 segundos.
Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar

danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botao de alimentagao,
sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.° 16)

o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo
com a descri¢do abaixo. Observe

0$ pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdio.

RESET (Botdao de reinicializagio):
Conecte o botdo de reinicializagao no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspen-
sao $4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.

LED de alimentagao e SPEAKER Conecte o LED de alimentagao do
Cabegote de Autofalante DUNEI)l\;Jy MY chassi e o autofalante do chassi a
(SPK_PLED1 de 7 pinos) *E‘)’ Cl) C|) este cabegote.
O
er p.1,N. 15
(ver p ) ; o)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Conectores série ATA3
(SATA3_1_2:
ver p.1,N.° 12)
(SATA3_3_4:
ver pag.1 No. 13)
(SATA3_5_6:
ver p.1, N.° 14)
(SATA3_7:

ver p.1, N.° 18)
(SATA3_8:

ver p.1,N.2 17)

|
|

J r

J [r

J [r
1 [Ir

SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2
SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

I—] [I——1]
SATA3_7 SATA3 8

L]

Estes oito conectores SATA3
suportam cabos de dados

SATA para dispositivos de
armazenamento interno com uma
taxa de transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

Plataforma AMD LED Fan

Este cabegote é utilizado para

USB iND conectar o conector USB ao
(USB_5 de 4 pinos) P- Dissipador de calor AMD SR3.
USB_PWR
(ver p.1,N.29) -
Plataformas USB 2.0 USB PWR Ha dois cabecotes nesta placa-
B

(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.0 22)
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

mae. Cada suporte USB 2.0 pode

suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 10)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND
IntA_PB_SSTX-

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSTX+

Ha um cabegote nesta placa-mae.
Este suporte USB 3.2 Genl pode

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel ND
PRESENCE#

frontal MIC_RET

i |
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) ST
(ver p.1,N.227) 1

OUT_RET

o] [e] (0)
[ Tour2 L
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R ™
Mic2 L

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no

painel de dudio frontal.
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1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

)

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa ligd-

los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek

e ajuste o “Volume de gravagio”.

Conectores de chassi e

ventoinha de bomba de

4 3 21

agua FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_S
(CHA_FAN1/WP de 4 A VoLtace
pinos)

(ver p.1,N.2 1)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.2 19)

(4-pin CHA_FAN3/WP)

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae fornece trés
conectores do chassi de refriger-
acdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
de refrigeragdo a agua de chassis
de 3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

(ver p.1,N.2 20) e

Conector da Ventoinha da 43 21 Esta placa mae inclui um conector
CPU de ventilador da CPU (Ventilador
(CPU_FANI1 de 4 pinos) " (;VND silencioso) de 4 pinos. Se vocé

CPU_FAN_SPEED

(ver p.1,N.2 3)

FAN_SPEED_CONTROL

pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de e
bomba de dgua CPU
(CPU_FAN2/WP de 4 A VoL TAGE

. CPU_FAN_SPEED
pinos) FAN_SPEED_CONTROL

(ver p.1,N.° 5)

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU de refrig-
eracdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
de refrigeragdo a agua da CPU de
3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.
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Conector de alimentagio
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°8)

Esta placa-maée inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao

Esta placa-mae inclui um conec-

8 5
de 12V ATX UD'EU tor de alimentac¢do de 12V ATX
(ATX12V1 de 8 pinos) LU de 8 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.°2) ‘ ! de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM Pt bas Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) - com SPI Médulo de Plataforma
(ver p.1,N.211) CLKSPIE{Z%SI Confidvel (TPM), que pode
| Tem_PiRa armazenar com seguranga chaves,
; 8 8 8 88 8 o certificados digitais, senhas e
| SDIDLTPMJ:S# dados. Um sistema TPM também
spf;ig;# ajuda a melhorar a seguranga
o de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade
da plataforma.




Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 pinos)

(ver p.1, N.0 24)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a
este conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartio
Thunderbolt ™ AIC para PCIE3
(slot padrao).

* Para obter informagdes
detalhadas, por favor, visite o

nosso site: www.asrock.com.

Cabecote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4

pinos)

(ver p.1,N.c 4)

B R G12v

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.

A conexao de cabo permite aos
usuarios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_LEDI de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 26)

12vG R B

Cabegote RGB é usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagao LED.

Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 42 para obter
mais informacdes sobre esta plata-

forma.

X570M Pro4
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Plataforma de LED
Ajustavel
(ADDR_LED1 3 pinos)
(ver p.1, N.° 25)

GND
DO_ADDR
vouT

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usuarios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagao de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagio er-
rada, caso contrario o cabo pode
ser danificado.

* Consulte a pagina 43 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.223)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1

Este suporte COM1 recebe um

modulo da porta serial.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X570M Pro4, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

zawartos¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

Q Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie

internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w
odniesieniu do tej ptyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock X570M Pro4 (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
o Skrocona instrukeja instalacji ASRock X570M Pro4

¢ Pomocnicza plyta CD ASRock X570M Pro4

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

* 3 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalna)

* 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Wspotczynnik ksztattu Micro ATX
Konstrukcja kondensatorami statymi
PCB z 2 uncjami miedzi

Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i 3000
Digi Power design
Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

AMD X570

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4 4200+ (OC)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstuga DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢
niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z CPU
PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji.

(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 22 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwo$ci DDR4 UDIMM.

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
15u poztacane styki w gniazdach DIMM

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)

2 x gniazda PCI Express 4.0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x16
(PCIE1); podwdjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
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Procesor serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
e 2x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x16
(PCIE1); podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)
¢ 2 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x8
(PCIE1); podwojne w x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1 x gniazdo PCI Express 4.0 x1
e Obstuga AMD Quad CrossFireX" i CrossFireX"™
¢ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
e 15u pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIEL)

Grafika e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU
serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Pamie¢ wspoldzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamiec
wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspotdzielona 16GB wymaga zainstalowania
32GB pamigci systemowej.
¢ Podwdjne wyjécie graficzne:Obstuga HDMI i DisplayPort 1.2
przez niezalezne sterowniki graficzne
¢ Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz
¢ Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60 Hz
¢ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)
¢ Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.0
¢ Obstuga portow HDCP 2.2 z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2
¢ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 2.0 i
DisplayPort 1.2
¢ Obstuga Microsoft PlayReady®
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Audio .

LAN d

Tylny panel .
Wejscia/ O
Wyjscia .

Przechowywanie

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio Realtek
ALC1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Nasadki audio ELNA

Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel” I211AT

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

3 x porty anteny (na ostonie panelu Wejscia/Wyjscia)

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

6 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon

8 x zfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 11
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4

(64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Pinnacle Ridge
oraz Picasso) *

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2), obstuga M Key typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2
PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3 x4

(32 Gb/s)(z Pinnacle Ridge oraz Picasso)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze ¢ 1xzlacze gléwkowe portu COM
¢ 1 x zlgcze gtéwkowe SPI TPM
¢ 1 xdioda LED zasilania i ztacze gléwkowe glosnika
¢ 1 x zfgcze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Glowkowe zlacze wentylatora LED AMD, jest zgodne ze zwyklym
zlaczem tasmowym LED RGB.
* Ztacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED o
maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.
¢ 1 x zlgcze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 1 x Adresowalne zlacze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
¢ 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* 3 xzlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_FAN3/
WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator
3-pinowy lub 4-pinowy.
¢ 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1 x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim
¢ 1 x zfgcze gtéwkowe wentylatora LED AMD
¢ 1 x zfgcze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt AIC)
e 2 x zlgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
¢ 1 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja ¢ Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
BIOS e Obstuga “Plug and Play”
* Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1
e Obstluga bezzworkowa
¢ Obstuga SMBIOS 2.3
* Wiele regulacji napiecia CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,

+1,8V, VDDP
Monitor ¢ Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej

* Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodne;j

» Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodne;j

¢ Monitorowanie napiecia: Monitorowanie napiecia: +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM
VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty e FCC,CE
* Gotowo$é¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywaé na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane
przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS
(CLRCMOS1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 28)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odiacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Zkycze gtéwkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 16)

PWRBTN (Przycisk zasilania):

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i wskaznik
stanu systemu na obudowie,
zgodnie z przydzialem pinéw
ponizej. Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw plus

i minus.

skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylqgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow i pinow.

zfacze gtowkowe glosnika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdz s.1, Nr 15)

Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza
Duvv?rt:y TY gléwkowego diode LED zasilania
+sv_ | obudowy i gto$nik obudowy .
olo
®)
0. |
PLED+
PLED+
PLED-
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Z¥jcza Serial ATA3 ~ =] _  Teosiem zlagczy SATA3
(SATA3_1_2: gl g' obstuguje kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 12) & =l Bl S zewnetrznych urzadzen pamieci z
(SATA3_3_4: < | @, szybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 13) 2 2 60Gbrs.
(SATA3_5_6: & 1=l 1k &S
sprawdz s.1, Nr 14) ©, = 9
(SATA3_7: 2 2
sprawdz s.1, Nr 18) <</E> =] =l %
(SATA3_8:
sprawdz s.1, Nr 17)

SATA3_7 SATA3_8
Zkycze glowkowe To ztgcze glowkowe jest uzywane
wentylatora LED AMD iND do podtaczania ztacza USB na
(4-pinowe USB_5) . radiatorze AMD SR3.
(sprawdz s.1, Nr 9) ] USB_PWR
Ztacza gtéwkowe USB 2.0 Na tej plycie gtownej znajduja

(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 22)
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 21)

sie dwa ztacza gtéwkowe. Kazde
zfacze gléwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

. IntA_PA_SSRX+ GND , .
(19-pinowe USB3_7_8) aND IntA_PB_SSTX- gltowkowe USB 3.2 Genl moze
, IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ . ,
(sprawdz s.1, Nr 10) Inth_pPA_SSTX+ anp obstugiwaé dwa porty.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+

ZYacza gtowkowe USB 3.2 Vbus Na tej plycie gléwnej znajduje sie
Genl msiix§iiiiii jedno zfgcze glowkowe. To zlacze

Dummy

Zlacze gtéwkowe audio oND To ztacze glowkowe stuzy do
PRESENCE #
panelu przedniego MR e podtaczania urzadzen audio do

(9-pinowe HD_AUDIO1)

|
O[O]o] o
(sprawdz s.1, Nr 27) 1‘ |Q|(‘) ?

our2_L
J_SENSE
our2_Rr
MIC2_R ™
MIC2_L

przedniego panelu audio.
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panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidtowo przewéd

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtowkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podigczaé dla

panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek Control

i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

4 3 21

ZYacza wentylatora pompy
wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP)
(sprawdz s.1, Nr 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(4-pinowe CHA_FAN2/WP)  cno

., FAN_VOLTAGE
(sprawdz s.1, Nr 19) CHA_FAN_ SPEED
(4-pinowe CHA_FAN3/WP)
(sprawdz s.1, Nr 20)

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia

trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podlaczy¢ do pinow 1-3.

12 3 4
ZYacze wentylatora CPU 4.3 2 1 Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) 4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(sprawdz s.1, Nr 3) GND (Cichy wentylator). Jesli
+12V

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.

4 3 2 1

ZYacze wentylatora pompy
wodnej CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/WP) GND

FAN_VOLTAGE
(sprawdz s.1, Nr 5) CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chlodzenia wod-
nego CPU. Jeéli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego wentyla-
tora chlodzenia wodnego CPU,
nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYycze zasilania ATX 12V

Ta plyta gtéwna udostepnia

8 5
(8-pinowe ATX12V1) UD'EU 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 2) OO 12V. W celu uzycia 4-pinowego
! ' zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.
zlycze gtowkowe SPI TPM sPI_Da3 To zlacze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_]J1) 9 agum{ SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 11) S aos! (TPM), ktory moze bezpiecznie
SOOI Cl)TgA’P'RQ przechowywac¢ klucze, certyfikaty
1[Q[o[ofoo (ID cyfrowe, hasta i dane. System
GlNgP'-TF’M-CS# TPM pomaga takze w zwickszeniu
spimeo zabezpieczenia sieci, ochronie
s 00s cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.
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ZYacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TB1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

Podtacz dodatkowa karte
Thunderbolt™ (AIC) do ztacza
Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3
(gniazdo domyslne).

* Dla uzyskania szczegotowej
informacji, nalezy odwiedzi¢
nasza strone internetowg:

www.asrock.com.

ZYacze gtéwkowe LED . Ztacze gtéwkowe LED
wentylatora AMD &R 612y wentylatora AMD jest uzywane
(4-pinowe AMD_FAN_ do podtaczenia przedtuzacza LED
LEDI1) RGB, dostarczonego z radiatorem
(sprawdz s.1, Nr 4) AMD. Polaczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybor
spoérod roznych efektow wiatta
LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED wentylatora
w nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.
Zacze gtowkowe LED RGB Zkacze glowkowe RGB jest
(4-pinowe RGB_LED1) 12VG R B uzywane do podlaczenia

(sprawdz s.1, Nr 26)

przedtuzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom wybor
sposrod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 42.
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Adresowalne ztgcze
gtowkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

GND
DO_ADDR
vouT

To zlacze glowkowe LED jest
uzywane do podiaczenia
adresowalnego przedtuzacza LED,
ktéry umozliwia uzytkownikom
wybdr sposréd réznych efektéw
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 43.

Ztacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1

To ztacze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.
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VDDP
0s « Microsoft® Windows® 10 64- B] &
o= « FCC,CE

o ErP/EuP A}-8 715 (ErP/EuP AHS- 715 Ad334= 2 Q)

* LA gE A F 2 o] t sl A= AL JALo] EE 22514 AL http://www.asrock.com

BIOS 4 % & % 3] 7]} Untied Overclocking Technology = 4 -§-3} 1] Bl & A ©] 2B

é SR ETE A AS 2l e FEA = o] = =2 9] o] npEri=
A& FH3IHA L 2SR Z 2 Al 25 Qb G o] J S A 2] o] A =H 2]
T Lot Aol S JE FE Qg L FEY S AR A2 9
H]-§-& g3t s o Fuj ol Al en] 2 o o s FAF = = Sl sl
Al A glo] glsrr]r)
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13 8H&EF

a3 el o9 A A shex] molguih vl AL Al 49w Al we
e A9 AL el 494 o A7t WA R

Short Open

Clear CMOS % 3 2} . Clear CMOS
(CLRCMOSI) R4

7] 2] 35
aslol ), 2878 2 ) 234

T

CLRCMOS1 & AH&-3}o] CMOS of] A A5 wlo]E] 5 2] & & gls71 vl . CMOS il #]
A dolelells Al2gl & g, A A 2w A sfetel e o} 2 A 2

A AR} 2P} AL JJrE}H HE A2 r|E AH o R 273 |

S na Al Z=5 82 ok A A& AR8-she] CLRCMOST 9] 9183 =
A7 A4 L CMOS & A2 F HEEA A9 A& Al A s A L BIOS 9

232 F CMOS & A Yol & A% o A ~ElL REF T ulo] S
=

o

23 th5 CMOS A-9-7] 21 3l oF v},
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14 225610 € HEH

He

é SR ST o] AWE & G lok obslLeh. W5 g L s o AE of 2]57] up
AL G L LnE S5 o] AW of -9 mpr] R E] §7H 02 g

Al o E AA el A W= 2 A=

(9% PANELI) Al A e A5 ofel o

(a=fel#], 161 &5 32) o &goll whef o] o A2
ik Aol & A A
ol G 3 T AL IN5F
.

PWRBTN( & HE ):
A Al A o d o] A9l v Eol] A3l A M ES o] &3 Al28E 11 WS
FA G = Q)]

RESET( 2|4 HE )

A A g o] EMU 1 E o]
]Jlsl;;’ @, a]xw'l H‘]—Ea %1}]

PLED( A|AE! 212l LED):

A Al A g o] H 9l AE] E Aol AF ). Al&Fo] 253 9l W= LED

T} A gl A2 Flo] §1/83 T 7] A el o] Q1-&- = LED 7} A< ZPake] o). Al

2g]o] 54 tf 7] AFef rE= W A 3] (S5) 4FEfof] 2l wf+= LED 7F A4 Sl ).

HDLED( 3lE E2}0|2 E2} LED):
*M A 34 9] sfe =efo] B %*%LED of AZ3t]c}. sl =efo] Bl Hlo]E] &
v} 227 ¢J& uj LED 7} AA A%
RE> T2 AU B E, A
=, As el A A A
Id ZES o] dr]o) dZ FLHFQMOJ ?flrbi 7l Sefo] 3 8s] U =|5}=X] gelghct.

14 LED % 23] 7] #t] SPEAKER A A A LED 9} A} A] 23] 7
(7 %1 SPK_PLEDI1) st E o] dlltiell A Al <
(slol A, 151 g 22) |
olo
1 Q
o |
PLED+
PLED+
PLED-
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Ale]d ATA3 9 €] o A E - o158 12 SATA3 AYE] = F
(SATA3_1_2: o ot 60Gb/sHOE g £
= =
1do]2], 120 &5 2 S LHLS SAzsi=u»A4A1L
(SATA3_3_4: s, F ] @, SATA dlo]e] Ao]E-S 2] Y3
19017], 13 9 % %) g g ek,
(SATA3_5_6: o ==
1307, 141 3= 32 ) © =
™ ™
(SATA3_7: g E
1do]2], 18 W &5 =2 ) o =l =l o
(SATA3_8:
1oflo) A, 17 g ) I I
SATA3_7 SATA3 8
AMD LED 3l USB &t o] #t]= AMD SR 3 1ked 7o)
(4 31 USB_5) GND 4 USB AW E & 3 435} 1
P+
(13le]A, 98 = =) - AHE-S ).
USB_PWR
1
USB 2.0 3t uss PR o] upr] .t ofl &= 3| t] F 7}
(9 ¥ USB1_2) i iUt 2 USB 2.0 FH &= %
(13fle]#], 229 &5 3hx) E TS ALE 5 ols .
(931 USB_3_4)
(1o] 2], 211 &5 =)
USB 3.2 Gen1 3t vous o] mlt] B.E of| = 3}1}o] 31
(19 3 USB3_7_8) v o sor JOIO  mapo some 7+ QAL TE. ©] USB 3.2 Genl
aso]x], 10 B Hz) T BBl e s AT = TE2 S X 5
oo > > St S [ES 15
GND IntA_PB_D-
o o JOIO oy
Ar A Sr] < Y eND o] At Srl e A E AW
PRESENCE#
(9 3 HD_AUDIO1) e Sr]e sdo] At A
(asle)], 27 &5 3x) MR REN SRt
[2lolololo
‘ [ Tour2 L
J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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1 757 9r] e A 7] 5 2] )] 7l Sul2 A Z-gste] vl A A] 2] ) efo]o] 7}

Q = th'Ok gl A g A 2] drg Aol vpo) ol X 2 E afef Al = Hl S
2 Ac’97£f—lf-1 g S AHE-8 A - of el 9} 2> HAE wpet A S er] 2§

3] 4] 4] £

A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L °l] 12 3c}.

B. Audio_R (RIN) = OUT2_R ° ¢ €3] % Audio_L (LIN) & OUT2_L °l] ¢4 Z g c].

C. 3] (GND) & # 2] (GND) ] 42 Fv]c}.

D. MIC_RET 2 OUT_RET = HD £.t] 2 7 *d of| gt A}-&-5 ]t} AC97 £.r] £ 7 d-&

L2 AdT Fav} gl

E. A nlo] 25 £-4) 3}5] ] Realtek HIOJ—?}‘W*] FrontMic 522 7}4]

(.B:O_Ii

Recording Volume 7) =239

A el = s A E 4321 o] nfr] Bt o= 4 7 44 A
(4 91 CHA_FAN1/WP) A 51 A 3 77} B E o]
(1 Eﬂ 0] 2] 1 w35 51‘:]'—%) FAN_SPEED_CONTROL "}J\/—\:“fl E} .33 CPU AH /K] -
o || o g sl A
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) oo 3] 1.3 o) A ABA AL
(1so]A], 19 -5 H2) e
- FAN_VOLTAGE
(4 T CHA_FAN3/WP) CHA_FAN_SPEED
(13f0]#], 209 & H2) FAN_SPEED_CONTROL
123 4
CPU A 7] e — o] mhrn el 4% cPU A
(4 71 CPU_FAN1) (A 2% M) ANE] 7} sha) 5
(e, 3 g 32 aov o] glgrtich. 39 cpU AL &
FAN.SPEED.CONTROL Ashe = -3 13 ol A et
AAL
cPUSIE HE W AME o] vy nE o 4.3 2]
(4 ¥ CPU_FAN2/WP) CPU # #9E] 7} &A= o] o)
GND
(1 f‘ﬂo];‘] »5 i ) FAN_VOLTAGE ek, 3 3 CPU 5184 %Eﬂ
FANiZl;EF:;:cs(JPrSERDOL e qﬂ%ﬁfﬂ—?ﬂ = 73]“?" 7 1-3 Oﬂ

SECSRES
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ATX A A g
(24 3 ATXPWRI1)
(13eo]A], 8 W -

EES)

o] mir] Bt ol =24 7 ATX A
<1 AWE 7} ghalE o] )5

t}. 20 33 ATX AAFFAA &5
AbgsleEd A1 A 13 S
2l A4 A L.

_a

ATX 12V A A g 8 8
(8 I ATX12V1)
(1o A] 2 W S5 Hx) 4 g

o] nfrj R E ol =8 F ATX 12V
Al A 7} gl = o] 9l
Utk 47 ATX AT A
EAgslE A 195
ule} A AsH] A 2.
~Hdm . AA= Ml Fo|=0]
Jgi= 3=} okl cpU 291
K| EHOISIAAIL . PCle T 7|
0|22 ol H4Eofl £x| op
Al=2.

SPI_DQ3

SPI TPM 3l t] b
(13 71 SPI_TPM_J1) Dummy

CLKSPLMOSI
(15o] ], 111 &5 =) RsT#

|TPIM7PIRQ

o] AWE £ 7], tA " A,
4% 2 dlole} & bl u
& 5 91 & SPI TPM(Trusted
Platform Module) A] 2~ 81-5 2] <1
ek, TPM A 225 v £
= =l

\,

Thunderbolt AIC 7 91 &
(53 TB1)
(15]0]2], 24 ¥ &5 32

Thunderbolt ™ -4 7} = (AIC)
E GPIO 7| ©] &2 Thunderbolt
AIC A9 E] o] A A 3PA4] A 2
*Thunderbolt ™ AIC 7} =&
PCIE3( 7] &5 ) ol A 3314




AMD 3 LED 3|t
(4 31 AMD_FAN_LED1)

ok

=

w

(1fo1=], 44

%)

B R G12v

AMD 31 LED 3|t += AMD ¥4
3} 37 AlF-¥ = RGB LED
AA Aol &S AA s A}
S5 Aol & Ao A A}
B2h= ohekeh LED 29 £3b5
@3k 4 9l F ).

: ¥ LED 0|22 B2 RE
o 2 MX|SIX| oAl .
[=]

w4 0X 44 = o
me o lo |

+
30
o
r
ui

RGB LED 3l t]
(4 ¥ RGB_LED1)
(101 ], 26 &5 )

12Vv.G R B

°| :RGBLED 7||0| 22 &2
grsto 2 MX|SHA| OHA Al

dps A0S0l &

0> Fo i 44

| oh gt FoF 2] 32 42
FxIAA L.

F4 2% 715 LED ¥t
(3 31 ADDR_LED1)
(1so]2], 25 32 22)

1
GND
DO_ADDR

vouTt

z2v Aol A AT 9l =
4 2|4 7153 LED A4 Al
o] &g Ad sl ol AFg-H

T} .

o] St} 44747} ehoat LED
q

A oAl . 3" AR I 02
o] &4 5 ASLICt

Algld ZE 34
9 7 COM1)
190]=], 23 ¥ &5 )

—~ o~

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1

ol coMl st &= Algld £E

2Es A g3},
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1 1ZC&IC

ASRock —Ef L7z i x B H O N ClGI N EEEOS WY —R—RTH3
ASRock X570M Pro4 ¥ H'—HR—RZBEH N LIFWZEHoNe 5TV ET, ASRock
DRI~ U Wk 2 S EE PO FTEbE SN T E T Ehi s

it AR SRl 2 DD BN ST+ —< > A I L E T,

DARIETEHHEUICETTZEEDHDET, CON=2 7 )VDNRICEE D>
BEClE, BRI &N/ N—2 a2, F1575< ASRock DU T HAFDEAFTES
FCHZEDFES, SOV —R—FICBIG 3 A7t — R D 25 5 A1l e
DETINCD DT DFMNGH ., Yt DD 71 N THIIEE 0, ASRock D7
Yo R Tl IR D VGA H1— RI5L T CPU P — F— B4 T EIC A 1% 9, ASRock
7.z 71 b http://www.asrock.com.

Q Y HP—R—FDftkE BIOS VT R TIFEHENBCED BB, D=2 T )L

1.1 N\ —YDRR

+ ASRock X570M Pro4 XY —R—RF (XA 71 ATX T4+—LT 77 2—)
o ASRock X570M Pro4 7 A w7 AV AM—)VIA R

« ASRock X570M Pro4 ¥ R—k CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7 — 27— )V (AT a>)

« 3xM2 Vv hHRAL (K7 vay)

e 1xM2 VT Y MNHARZYRAT (AT 2ay)

o 1x1/O 73KV —)UR
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1.2 118

75vh o XAV ATX TA—LT 75—
T+—LI o [EkaYTF VYR

o 2FVADS—HL PCB

CPU « AMD AM4 Vv b Ryzen™ 2000 35K T 3000 'V —X
Tat =T
o TURVEFRG
o 10 EBFH 7 = —AiET

FyTEvh « AMD X570

AEY o T27)VF ¥ 3 )L DDR4 AEVHHE

« 4xDDR4 DIMM AHw k

« AMD Ryzen >V —X CPU (Matisse) &, DDR4 4200+ (OC)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC B3 X U I ECC,
TN T 7 —RRAEVITHISLET *

« AMD Ryzen >’1J—X CPU (Pinnacle Ridge) |d, DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC 33K U'JE ECC.
TN T 7 —RRAEVITHISLET *

« AMD Ryzen >V —2R CPU (Picasso) l&. DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC. 77>/ /\w 7 7—R
AEVNTHIELET *

* Ryzen ¥V —X CPU (Picasso) D75, ECC & PRO CPU DIAT
FISLED,
* FEC DUV T, ASRock V2 7Y A DAY —YR— &%
SIBUTLIZE W, (http://www.asrock.com/)
* DDR4 UDIMM e K IEEY R— M DWTIE 22 X—I%
SIBLUTLTZE W,

o YATLAEYDIRKAE: 128GB

« DIMM AR RZ 15 p d—)VRIAV 27 2R

sRAOYE  AMD Ryzen 'Y —A CPU (Matisse)

« 2x PCI Express 4.0 x16 A1y ; (PCIE1/PCIE3:x16 (PCIE1) T
227 ). x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3) TT a7 )L )*
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GZ71499R

AMD Ryzen >'J—X CPU (Pinnacle Ridge)

« 2xPCI Express 3.0 x16 A k (PCIE1/PCIE3:x16 (PCIE1) T
2> )V,x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT 27 )b )*

AMD Ryzen >’V — A CPU (Picasso)

« 2xPCI Express 3.0 x16 A k (PCIE1/PCIE3:x8 (PCIE1) T
2> JV.x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT 2.7 )L)*

< FlH 71 227 & LT NVMe SSD 1< Hf it

o 1xPCI Express 4.0 x1 A |

« AMD Quad CrossFireX'™ & CrossFireX'" 24 K—h

o 1xM2 V7w (F— E), XA 7 2230 WiFi/BT € 2—/UIC
POIIY

« VGAPCle Al NZ 15 p I—)V R &7 2R H (PCIE1)

+ AMD Radeon™ Vega >V —2X%7'57 17 X% Ryzen ¥V —X
APU A *

* FEROYR—ME CPUICK>TEABTENHVET

o DirectX 12, Pixel Shader 5.0
o HEAEVIZT7AIVETIE 2GB ICRESNTVET, I Adt
HAEVIE 16GB ETHIELET,

R AHAEAETYD 16GB DIEIX 32GB DYV AT LAEVUN
A VA=)V ENTHERITFNUERDER A,

o TaTWTSToy AN ML LIeT A AT LA
I hE—5 T HDMI SR— & DisplayPort 1.2 JR—MXF G

o HDMI 2.0 77/ T =T hin, i RFRSIE 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

« DisplayPort 1.2 77/ T —IC IS, B KARSIE 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

« HDMI2.0 R—FCTA—RMIv T2 27 T4 —7715—12bpo).
xvYCC. BEU HBR(FHE Y FL— A —T 1 )ITH i
(HDMI $HISE = 2 —HAEETY)

« HDMI 2.0 DEZAFIv 7L Y (HDRICHIS

« HDMI 2.0 R—h& DisplayPort 1.2 JR— N T HDCP 2.2 IS

« HDMI 2.0 R—h& DisplayPort 1.2 JR— R T 4K Ultra HD
(UHD) #HEIS S

« Microsoft PlayReady” | X )i
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=717 e 71CHHD A—7 14, avroyrarryas/fil&
(Realtek ALC1200 A —F A T—F"v %)
o TLITLTI—LA A =T R—Fh
o IR
o ELNA 8A—F 474
« PCBififgs —IVR
o R/ILA—T 1A Fv> 3 )VHMER] PCB LAY

LAN o FHE Wk LAN 10/100/1000 Mb/s
o GigaLAN Intel® I211AT
o Wake-On-LAN (VA7 4> F)IHHIG
o B/ EREEAURCE (ESD) LRAEICHT IS
o TXIVF—IROINOA— 2w b 802.3az ZHR—h
« PXE Y R—b

U7 NIV o 3x 7T FR=F@O0 /8% —)VR 1)
1/0 ¢ 1xPS)2 ¥ TR [ F—HR—FKR—F
« 1xHDMI ;R—h
« 1xDisplayPort 1.2
o 1x USB 3.2 Gen2 Type-A 'R— b (10 Gb/s) (F#FESUAEE (ESD)

RS HTIE)
« 1x USB 3.2 Gen2 Type-C R—h (10 Gb/s) (F#7E XU (ESD)
RS HTIE)

« 6xUSB 3.2 Genl A— b (iU (ESD) FRAEICHT I
« LED f}¥ 1xRJ-45 LAN ;R—} (ACT/LINK LED & SPEED LED)
o« HDA—TU4ATvv 7 :FA AV | TAYRAE—h— | IAY

A=Y « 8xSATA3 6.0 Gb/s I3~ % RAID (RAID 0. RAID 1, RAID 10).
NCQ. AHCI B&U R M7 57 BREICH G
o 1xHyper M2 Vv (M2_1). 5K Gen4 x4 (64 Gb/s) £TD
M Key #A17 2242/2260/2280 M.2 PCI Express £/ 21—/l
(Matisse DEE) | F721E, B K Gen3 x4 (32 Gb/s)
(Pinnacle Ridge 33K U Picasso DHFE) IS *
« 1x Hyper M.2 Socket (M2_2) &, M Key %17 2230/2242/2260/
2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s BV 21—/l BL U I K Gendx4
(64 Gb/s) £TD M.2 PCI Express £ 12—/ (Matisse DIFE) |
F7213. ;% K Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle Ridge 35K U Picasso
D) F TD M.2 PCI Express T2 — VIS *
)T A7 & LT NVMe SSD 1K
* ASRock U.2 Fv MTHHIG
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AxRI2

o 1xCOM R—h\w&—
o 1xSPITPM N\w&X—
o 1xEJHLED LAY —H—\w X —
e 1xAMD 77> LED \wX—
* AMD 77> LED "\ & —I3L+ 25— RGBLED AT+ /I
HIRLE T,
* AMD 77 LED " & —IZ.3A 36W) D KE & 2.5M £ T
DEX®D LED AR w S ITRIGLE T,
o 1XxRGBLED \W&—
*BaF 12V/3A, 36W E£TD LED AR FITHtie
o 1x7RLY )V LED N\ X —
*Gal 5V/3A.15W £TOD LED AR Tkt
o 1xCPU77>aAXTR(AUEY)
*CPU 77 AT ZIEHAK 1A (12W) DEIID CPU 771
HIRLE T,
o 1xCPU/ U —R—KVTT772aAx724EY) (A<x—h
77 SR
* CPU/ U A—R—R T T 7 IR 2A (24W) DHFTD
T A— A= —F—ITHELET,
o 3X VY= | UA—R—RYT T ART R4 EY)
(A= —bT7 7> i)
* = | TA— =R T T 7 IR 2A (24W) DHFTD
T A— A= —F—ITHELET,
* CPU_FAN2/WP,CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 35K U CHA_
FAN3/WP 1Z 3 EVEZ 4 EV T 7V MEEN TV SN ESH
ZHEMRHTEE T,
o 1x24 ¥ ATX BIFHI X IR
o 1x8EY 12V EHIRIZ
o Ix A/ SKIVA—T AR %
o 1xAMD LED 77> USB N\ & —
« 1x Thunderbolt AIC %% (5 ¥/ ) (Thunderbolt AIC /77— R
DIHE— M)
« 2xUSB 2.0 \w&— (4 DD USB 2.0 R—MHf i) Gkl
T (ESD) LRFEIT )
« 1xUSB 3.2 Genl Y& —(2 DM USB 3.2 Genl "R— M HRHIE)
(& (BSD) (IR
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BIOS &k « AMI UEFI Legal BIOS, GUI Y R— MM} &

o TS TV RTLA VY R—b

o ACPI5.1 ML A D7 TA XV b

o IV¥IS—=TY—EPR—k

« SMBIOS 2.3 ¥ R—h

« CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM
VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP &)L F
REE

IN—F9x7 . REEY Y CPU.CPU/ U —R—KRY T v —

E=—=

0os

SREE

I —R— R T T

o T7YRAA—R . CPU,CPU/ TA—R—KRV S Tr— ]
I —R— R T T

o HE 77 (CPUREICHE S T v — 7 7 S % H Bl %)
CPU,CPU/ UA—R—RV T ¥ — | Up—2—RT
Ty

o T7VIVFEERIE : CPU, CPU/ T4 —R—KR T,
SX—V | UA—B— R T T

o BT B +12V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V., VDDP

o Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP WIS FEIRHAREE D R4 3ETY)

* EARGEANC DU Tl 2tk Tz 7 N S J2 X0, http://www.asrock.com

A

BIOS FED#E, 7> 2 A RA—/N—2o 00072/ 0 —DiEHH, Y — R/ S—7+¢ D
F—IN—=y 7Y — VD 5 E e G T A —N— T N, —E DV R T
FIDTTHRELZEZ 0 =N 09 ITBESRTIINLIENTIE D20, AT
DAY K= MRTINA ZDRIET B EDBDET, CHPDE TITo T/EE N,
PR Tl A —/N—2 0 JIC K BHAEDETIEE D RET DTS THEIIEE U,
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13 JvVIN—E%F

COATANE, VY I—DRE T2 RLTOET, Vv 8—Fv v THEUIC
BEHOTVBE Vv —E[Ta—F T, Vv —Fr v B E>T
RV EICIE, Vv =R H—T V] TY,

" W

Short Open

CMOS 7V 7T /78— g—hk: CMOS DZU7T
(CLRCMOS1) R F=T> T T4V
(p.1.No. 28 B) 2B

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —2%7V7F 5N TEET, CMOS DT —HITIE,
VAT LSAT— R HA KL VAT LGRE ST A= —T5 E DV AT L G
MEENFET, IHELTC T IHVIREICT AT LISTA=Z2—=F) 2y N 5IciE,
aAV¥a—2—DEFZY0 BRI —RERE, v —Fry LT,
CLRCMOS1 DEIC 3 B a—hLET, CMOS B2V 7 Litkid, Vv /8 —Fvy
FEONTOEEZNENEITLUTLEE, BIOS 77y 7T — k4. CMOS Z#7U 7
T 2RENBHIUL YN AT Lz L, Z N5 CMOS 7T 70 av #2175
WSS vy R UTLIEE N,



X570M Pro4

14 FVR—=—FDOANYZ—EORT%2

AR — RNy X =, AR T RE T4 2 IN—TlEHDEC /o CNENYR—E TR XIC
A (&2 2 IN—F vy TR RN TLIEZ ) NV X —BLOIART RN 27 8—F v T
BEBE, Y —R— RICHPHEEIHEC 3 e B DET,

VAT LIS\ R — PLED® BIRR R i U R 2 7
(9 ¥~ PANEL1) Uty kU, FidDEVEDYMT
(p.1.No. 16 &) IS T VY=Y DYVAT LA
T—RAFRT Y ST D

ANy R =ty hLET,

r—7 ) id AL EITiE,
Ern+b 15z T
LIEE,

S —BIE NIV DEEPRZ AN L TTEX BIRARXZEHLU T S AT L%
ATNCTBTHEZRETEET,

RESET (Ut hh2>):

SR SRIVD Iy FIRZASEE L TLTES 0, A2 Ea—2—P 71— U720,
DRI 2 FAT TER VAT, Uy FMRA 2 AL T, 32 Ea—X—% FtcH)
LEEeR.

Q PWRBTN (GHilfizh2>) :

PLED (A 7L #Eili LED) :

S = SRIVDTEPFR T—RRA > 2l —Z—IS i U TLIEE 0 SR TIFH)
Hild, LED D3k LE T, S XTAH S1/83 X1 —TIRAEDYF A IS I3, LED (25 il el
F G, SRTAD S4 RV —TIRREE J=IF T A7 (S5) DEEIZIE, LED (&4 7T

HDLED ON\—RR54 772747 LED) :
S =GR SRIVDIN=R RS A7 70 74 €71 LED ICfZHit L TLIEE 0 N—F
R4 7 DT — 2% 5 RO F Iz id B E AR HIC, LED (33412750 F T,

HIE SRV THA N, S =k o THEZ DB DET, Hil S IVET 22—,
FACTEIFRE >, Uty KaRZ 2, fBJR LED, )N—F K547 72717+ LED, A'—F—
BEDSHEINE T, S —> DHIE NZIVE S 2— V& DNy X —Z 150§ B I5 5
1203, BARDEDH TE, B2 DEDH THIELSERL TN S EZMHEDNDTTEEN,
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= DU“MTV A —H—R DN H—IC
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.1, No. 15 218
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|
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VTV ATA3 AT R ~F A<
(SATA3_1_2: o o' i 6.0Gb/s DF—Z—iz%
p.1.No. 12 B R L L e N DN
(SATA3_3_4: S P R, ARL—PFUSA RO SATA
p.1.No. 13 Z0) 2 2 Fr—lr—TIUTHS
(SATA3_5_6: o =B muzd,
p.1.No. 14 Z#) ol oy Il v I
(SATA3_7: E E
p.1.No. 18 ZIR) o l=li=l o
(SATA3_8:
p.1.No. 17 BIR) I—] I——]

SATA3_7 SATA3 8
AMD LED 77> USB TONY X —72{HHLT AMD
ANy H— PGND SR3 b—h 7 ED USB
(4 ¥ USB_5) b N f b3 THEC I
(pl\ NO. 9 i}ﬁﬁ) - USB_PWR
USB 2.0 \w & — - ZORYP—R—=RIZlF 2 DD

o

(9 ¥ USB_1_2)
(p.1.No. 22 ZIR)
(9 ¥ USB_3_4)
(p.1.No. 21 ZR)

AR —PEfFENTOET,
% USB2.0 N\ X —{Z.2 DD
R—rETR—-bTEET,

USB 3.2 Genl W& —

Vbus
Vbus

IntA_PB_SSRX-

ZOYP—R—RIZiZ1 DD

(19 | N USB3_7_8) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ N\ 7“— bﬂgﬁ%éhf A i ’5—0
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1 NATHA T =2asAd—T oAy o> > G R— R L TOETH IELL
Q FET 272801l 27— DISFIV T A V=75 HDA %2 R— R LT3 &N EE

T BREODIZATLEROFIFBICIE, DY =2 T IVBE > +—>D
N =2 7 )VDFRICHES TTES U,

2. AC'97 A —T 1 A/NZIVEEI G BHFEICIE RD X 70 T°C, Hiii/ Sw vt —7 124
NYE—ITIROHF T ZEE N,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##cLE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) % OUT2_L Icf%#t LF T,
C. 77—X (GND) % 7"—X (GND) Ic## L 9,
D. MIC_RET & OUT_RET (¢, HD A —7" 1A/ N2 )VEFH T, AC'97 A—T 1477 )L
Tk 521kt T 2R BEDH DFEE Ao
E. 702 R A 7G5 T BICIE, Realtek 1> FI— )L/ N2 )LD [ FrontMic| X 7T,
[ERE B ) B L TTEE N,

=y Ir—R—R T 4321 ZOP—R—=RIZIZ3 DD 4
T7YAXRTR E K v —haxsz
(R CHA_FANI/WP) FAN_SPEED_CONTROL HICEfHFENTOET, 3 VD
(p.1.No. 1 ZI8) A oiace =K AT 7 T P
oo FABAICIE, B 1-3 IR
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) o LTLEE W,
FAN_VOLTAGE
(p.1.No. 19 i) CHA_FAN_SPEED
(R CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(p.1.No. 20 %)
1 2 3 4
CPU 77> aAXRTR 43 21 COXYP—R—FiE 4> CPU
(4 ¥~ CPU_FAN1) T7yEE T 7 ) ARTZD
(p.1.No. 3 ZiR) Se SN TVET, 38D
+
CPU_FAN_SPEED CPU 77 72iekid 35510,

FAN_SPEED_CONTROL

Y 13 1R L TLIEE W,

CPU U —2—R>T 452 CORYP—R—RiF4 Y
TyYARY R JKESHI CPU 77> Ay i
(4 £/ CPU_FAN2/WP) LAt ElfEhT0Ed. 3Ev0
(p.1.No. 5 ZR) FANCZUP’EFE;DN’CS(SNETESOL CPU KA1 7 7 e ki %
- BRI EY 13 1R T
{IEEW,
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ATX EERIRT 2
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 8 ZR)

CORYP—Fh—FRd 24 Y
ATX BRI T 2N ENT
WET, 20 2D ATX Eifx
AT I EV 1131
B THHLTLTIZE N,

ATX 12V SEFa T2
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 2 ZiR)

TORYP—FR—RiE gV
ATX12V BRI KT 22 it
ENTVET, 4 VD ATX
BIREEHTZIT EV 1L 5
ICHEDETHERIL T E W,
L BRI N TOSENR
r—=DIWIN T 5T T AN—R
Tt . cPUliTHBL%E
TERLTLIZE, PCle il
r—7 W DRI R
LTz Ew,

SPI TPM Header

(SPI TPM N\ &—)
(13 €2/ SPI_TPM_J1)
(p.1.No. 11 )

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

ZDIARTRIE SPI M T AT Re
TN Tr =LY )
(TPM)Y AT LISHIET B DT,
TV R2VREHE  SAT — R,
TR ERIAME TEET,
TPM Y AT LF T, xv b
T—0Fa) T4 %58,
TRV Z R L
7Ty R T A — LD R
AFLETDS
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Thunderbolt AIC I3%T &
(5 ¥~ TB1)
(p.1.No. 24 ZBIR)

GPIO 77— )V fi>C,
Thunderbolt ™ 77 RA >/ 71— F
(AIC) 7% Thunderbolt AIC
a2 L TLIEE N,
*PCIE3 (T 74V h ATy M
Thunderbolt ™ AIC 77— FZH(D
I TLTZE N,
*FELWBHICDOWTIERD
T 7 YA el ELTEEN
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AMD 77 LED \wAX—
(4 ¥ AMD_FAN_LED1)

(p.1.No. 4 ZH#)

B R G12v

1

AMD 77> LED \y X —7%
LT AMD b—h 271
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BN TEET,
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IZEW g T D
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ZeHHET,

RGB LED N\ &' —
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 26 ZIR)

12VvG R B

RGB ™\ & —|% RGB LED 4L
=7 WVOERUAEHE N,
CHCED I =3 EETE A
LED FEHAZI R DEIRT B8
NTEET,
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WiE-> F= A c O 0
IZEW, g T2 5 IS
5L —7 ) HET %
TEHBHVET,

* TONYyZ—ICBIT B
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7 RLY 79V LED "\ & — 1
(3 ¥ ADDR_LEDI1) oND
(p.1.No. 25 ZIR) DO_ADDR

vouTt

TONYA—ZfHH LT,
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EHTT U, Y13 &%
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! DDTR#1
(9 ¥ coM1) PO
(p.1.No. 23 Z®)

CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

TTXD1
DDCD#1

T COM1 Ny X —F> VU7V
R—FEY2—)VEYR—F
LEd,



X570M Pro4

L iy

S T 5K A BE X570M Prod AT » SR HARE B — BT hE T B RIR 2L P 1 RE
AISEREMT o HR ML G T RORIT A M AR T AR BRI RS gE

Q HIT ERHIE A BIOS B ATREE R » I, » K SCRSHIIAZS AT BE A RERT AL » K87~
T © AR XFGE EFINEX » MIEFHIR R AEEERGE L T2
AINEITIEA o ARETFESG WL ERERATRASTEF » VIR P0G LLA (K
TIEFTHZI S HIEE o Kt Al LITEAE S5 EHEIRFT VGA FF1 CPU #5717 -
HEHER I http://www.asrock.com °

[um—

1 LR R

o B X570M Pro4 FHR (Micro ATX MR T)
« 1EEE X570M Pro4 PSEZCSEHERS

o EEEX570M Pro4 STHRPLEL

o 2x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£0)

o 3xiBs (HE M2 IEEEGER ) (k)

o IxUBRREE (ffF M2 SEEEMT ) (GEI)

« 1x1/O M
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o Micro ATX #li& R ~f
o TR AR
o 2 BEF AR AR

« SZFf AMD AM4 Socket Ryzen'™ 2000 FI 3000 %%l {bFE 7%
« Digi Power design

o 10 HIRFARIT
+ AMD X570

« WE3E DDR4 NIERIAR
« 4xDDR4 DIMM 1
« AMD Ryzen F5I| CPU (Matisse) = £:f DDR4 4200+ (OC)/4133
(OC)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 2 JE ECC *
FELR AT *
« AMD Ryzen 5% CPU (Pinnacle Ridge) 345 DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC 2 JE ECC » FELEIMINTE *
« AMD Ryzen 545! CPU (Picasso) ZZ£f DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 J2IE ECC » JEFEIHNTF *
* 3 F Ryzen #51 CPU (Picasso) * { PRO CPU 3ZfF ECC °
“IH SRR G HJ Memory Support List (A{FSZ#7513%)
TRV o (http://www.asrock.com/)
1% S5 22 T1 [ f% DDR4 UDIMM et K7 HFARZR ©
. TRARARNFRREE  128GB
« DIMM f@fEH 15 1 <Efi

AMD Ryzen %%l CPU (Matisse)
« 2x PCI Express 4.0 x16 ffif§ (PCIE1/PCIE3 : #. - x16 (PCIE1) }
WY - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
AMD Ryzen %741 CPU (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE1/PCIE3 : #. - x16 (PCIE1) }
WY - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
AMD Ryzen %1 CPU (Picasso)
« 2x PCI Express 3.0 x16 it (PCIE1/PCIE3 : # - x8 (PCIEI) ;
M - x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
* 37 FE NVMe $SD ATEREh4L
o 1x PCI Express 4.0 x1 il
« I AMD Quad CrossFireX™ Fll CrossFireX™
o 1x M.2 Socket (Key E) » #7351 2230 WiFi/BT &bk
« VGA PCle $f§ (PCIE1) H7 15 1 xfifi s
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& o Ryzen 271 APU HflERL AMD Radeon™ Vega 52 5I|[&IFF *
* SERRSEHFATREM CPU AR L
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BOAFENTE 2GB « BAFENTEIRE 16GB e
* KL NTF 16GB R E L 3L 32GB RLNTF ©
o AT < @ A7 BRI #5 S0F HDMI A DisplayPort
1.2 Ui
o SZFF HDMI 2.0 » 60Hz I KM PH2RIE 4K x 2K (4096x2160)
« SZFF DisplayPort 1.2 » 60Hz B B A H#Z8IE 4K x 2K
(4096x2160)
o 8T HDMI 2.0 %l (FFESRAH) HDMI B7Rds) S7HF Auto
Lip Sync ~Deep Color (12bpc), xvYCC F1HBR ( /i {31525 & 41 )
« JEiF HDMI 2.0 327 HDR (/&30 )
« BT HDMI 2.0 1 DisplayPort 1.2 %ifi[15Z#F HDCP 2.2
« 3@id HDMI 2.0 F{l DisplayPort 1.2 5 157 1 3745 4K i
(UHD) %1%
o FF Microsoft PlayReady”

EHENERIFTIRER 7.1 CH EHE &4 (Realtek ALC1200
BN AR ES )

o {5 Blu-ray A5 F

o HRFERIBRT

« ELNA FHHEE

. PCB[FE=

o RATE  HEW@EER5 PCB 2

il <3
S
.

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o GigaLAN Intel® I211AT
o T¥F Wake-On-LAN (4_Enffig )
o HFFEH /ESD (R
o TREFERESILIKM 802.3az
« FFFPXE

Ja it 1/0 o 3x K& (1 1O HR Al )
« 1xPS/2 BFF / B
« 1x HDMI 5[
« 1xDisplayPort 1.2
o 1xUSB3.2Gen2 A AIRIT (10 Gb/s) (S7EF ESD {#4)
o 1xUSB3.2Gen2 C EMBHIT (10 Gb/s) (343 ESD {5:47)
« 6xUSB 3.2 Genl Jii[0 ( 32FF ESD {£57)
« 1xRJ-45 LANJii[ [ » %7 LED (ACT/LINK LED F SPEED LED )
o EE S IHETL - BRI / BT 1 2T X
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et « 8xSATA3 6.0 Gb/s #£[1 » S#F RAID (RAID 0 ~ RAID 1 £l
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FIHf#
« 1x Hype M.2 Socket (M2_1) » %7 M Key Y 2242/2260/2280
M.2 PCI Express f&3t (% H Gendx4 (64 Gb/s))
(Matisse) B Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle Ridge f/ Picasso) *
o 1x Hyper M.2 Socket (M2_2) > SZFf M Key 2:7 2230/2242/
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s f&3RF[] M.2 PCI Express fik
(%15 Gen4x4 (64 Gb/s)) (Matisse) X Gen3 x4 (32 Gb/s)
(Pinnacle Ridge [l Picasso) *
* 35 NVMe SSD A{FEEI%L
TR U2 EH

B « 1x COM i 1B
« 1xSPITPM £
o 1x EL{H LED Fl#7 23
« 1x AMD AF LED #i#
* AMD X5 LED #2345 3 RGB LED AT %% °
* AMD R\ LED 23 FFBr R ECH 3A 36W) ~ IR KE N
2.5 K[ LED 4] 4% ©
« 1xRGBLED #3k
* BT A 12V/3A, 36W LED /T 5
« 1x A[S4k LED £
BT RS 5V/3A, 15W LED AT 5%
. 1xCPU NFE#EO (4 %)
* CPU MUz OS2 B 1A (12W) THZERHY CPU MU ©
« 1xCPU/ KFENRED (451) (EEEXEE PR
* CPU/ /KZE XU S FE R i 2A (24W) THESH /K KU ©
o 3xMLFE /ARG EET (4 #t)  CEREXGEEEH])
“HUAE 1 AR R SR i 2A (24W) DhZRHY7K s XU ©
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP
CHA_FAN3/WP F] LLE ShR&I 3 £ 1B EK 4 5THI XS S TEF A ©
o 1x24 51 ATX HEIFEE
o 1x 8% 12V HLJFEE
o 1 x AR S
« 1x AMD LED X5 USB i
« 1x Thunderbolt AIC 21 (5 41 ) ({VZ#F Thunderbolt AIC )
« 2xUSB2.0 #2H (37FF 4 4> USB 2.0 §fi0 » S2FF ESD (#F7)
o 1xUSB 3.2 Genl B2l (372 1> USB 3.2 Genl ¥ » 7FF
ESD f£477)
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BIOS « AMI UEFI Legal BIOS *» 37§ GUI
I RERF A o SZFF “BIEENA”
o+ ACPI 5.1 FRAMEE R
o XFFRPkE
« S7§f SMBIOS 2.3
« CPU VCORE ~ CPU VDDCR_SOC ~ DRAM * VPPM * PREM
VDD_CLDO ~ PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP H[E%
R

T M o IRFERUN . CPU ~ CPU/ KIE ~ HILFE ~ WLFE 1 /KR XU
o MURFHEIT : CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE ~ HILFE / KE IR
o FRENE (IREE CPU IR B shiARE L XmEAE ) : CPU
CPU/ K3 ~ MLFE ~ HLAFE 7 KRG
o U5 MGEEETER]  CPU ~ CPU/ KIE ~ HUFA ~ HURE 1 K5
o FEIEWIPE © HENETE ¢ +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~
CPU VDDCR_SOC ~ DRAM * PREM VDDCR_SOC ~ +1.8V *

VDDP
HERSG « Microsoft” Windows® 10 64-bit
UNTT « FCC~ CE

« ErP/EuP SZFF (FFZLSCFF ErP/EuP HYHLYR )

*HRVEH L IEE o F I RIEA IR ¢ http//www.asrock.com

AONREEBIAF—E NS » 5% BIOS 1R E » [ “EHHIEBMBAR” » BEH
BT LR o EHTREARIAERFHIGELE » EEXRGHIHFFIR &
o AT LAELET B XS FIZE © el I TAREARE s BT 5 3¢
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1.3 Bk d

P SRR BBk o RFBRERIB SRR LR B - PR “REERT o AISRX g
B B Sk etE - Bkek UTRET -

w W

Short Open
&I cMOS Prsk FHEz - 1EFR CMOS
(CLRCMOS1) T FFE - BN

(1T HE28 1)

CLRCMOS1 FeVFEER: CMOS FHIEHE - CMOS IR EIER AR EER »
WMFRGE ~ HE ~ BAMRAIRESH - BERNEERASHENBLE
G R AT RN > T ERZ Ak - RSB IERTHE CLRCMOST RT3 75 -
HIETEBRR CMOS [GHL FBEERIE - ANSRIETEAENIFER BIOS H #HTf51Ek: CMOS »
NLIRSEIEIRG » HAER MG BHHUTIERR CMOS #4(E -
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14 B

WRELIFIE I TRBEE, © TEFBRENERE X LB ] L o FrBR AR E X 2
SERFIEE I LA AN LNGE R A NERF -

YR
(9 ¥ PANEL1)
(ME1TT > Fi1e 1)

IR T A EHE M - REPLRE
Ry ~ EERHIA
ARYURE AT ER R B -
FEEBERATHNAIL TIETEHH -

Q PWRBTN (HiJifzH) :
FEBEEH FGRT TN R FEIRHZA o 15A] LIBD B A IR e [ % GER 77 2C

RESET (HEEf%4) :
HEBEE| FERTETR_ERIEE EAZH] o AIRITENICEY] » ToEHITIEH EREE) » KEE
A EHTE R o

PLED CRZEHIE LED) :
EEEINLFERT R ERIEIRRISTETRAT o RSHRIEPRIERT » I LED SER#E o SZHATE
S1/3 FEARARZSHT » M LED [A#F o ARLELETE S4 BERRAXZSBCRAL (S5) At » It LED 45K °

HDLED (fi##i%5) LED) :
EEBEE FGRTETR_ERIREAEE) LED HAT o MEAHIETESEENEC S A #EAT » Il LED
SERE o

BIERSE RSB AE TR A A2 © AT £ R A R A ~ BB
HJF LED ~ BE#L%2) LED $675/T ~ i/ an < o FHLAERT R AE B E I 2T -
FAIREL L FIET I 3 AT IEABULAL

EBYE LED F1i77 522 SPEAKER B FFE 8 LED FIHL5S
(7 ¥t SPK_PLED1) LY P SRR 4
(W& 1T B 151) V|
0
1LJolo[o
PLEIIZ)+ |
PLED+
PLED-
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ERAT ATA3 201

(SATA3_1_2:
WE1TT B124)

(SATA3_3_4:

Z 0 p1 5 13)
(SATA3_5_6 :
WE1T F14 )
(SATA3_7:

WE 1T FH18 1)
(SATA3_8:

WE1TT H17 1)

i
|

J [Ir
J r

SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

J [r
1 [Ir

SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

[

I—1
SATA3 7 SATA3 8

X\~ SATA3 £ 037 FF ey
6.0 Gb/s FIEE a1 5
TEME IR &) SATA BiiEs -

AMD LED JX\ /5 USB I EZ A T%#2 AMD SR3
) o BLFES 19 USB #2L1 -
(4%t USB_5) b.
(WE1TTFE91) ] v PR
USB 2.0 2l bes P IR A 2 A - FA
(9 %1 USB_1_2) R USB 2.0 #2l °] DISZFF R4
(ME1T HE22D) o imis

(9 5t USB_3_4)
(ME1TT > FE211)

USB 3.2 Gen1 #

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-

LM EA— M - It USB

(19 ¥t USB3_7_8) I pnssRx. maressw 3.2 Genl HEf FT LASZRFR A4
(R 17T 55 10 1) s =l il 1=
In(A:PA:SSTX+ GNI; -
HITTHIR & 57420 ND e BLEE A T S i i B2

(9 #f HD_AUDIO1)
(ME1T - HE27 D)

HIE SR ©




Q 1 SEEHCFHELLIEN » EHAE_ LRI EHOEL A HF HDA 7 REIE 7 L(F

T ZIREA T8 F RN A T AT U 227 5

2. JIFRAE(E AC97 EMEING » I LI F AL B B 2 R AR B AT
A. ¥ Mic_IN (MIC) 1E#£]| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) %% OUT2_R » # Audio_L (LIN) i##%] OUT2_L °
C. 1§55 (GND) E#E|He i (GND) °
D. MIC_RET Fll OUT_RET K T &8 B MEMR o ETHZEN AC97 EHEIRERE

Efle

E. BRI Z X » 15 ¥ %] Realtek FERIEHR_LHT “FrontMic™ (FTZE5eX ) ETF »
A% “Recording Volume” (FREEH) °

WARKIR N T
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(ME1TT B1h)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(ME1TT> HF194)
(4%t CHA_FAN3/WP)
(1T F204)

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

PEEARERHE = 4 ST HLFE
KRB o ANREITE T

3 BRI XU - 1E IS TR
ZIEH 1-3 ©

CPU M m#EEO 4 3 21 I FERERAE 4 1 CcPU KU
(4 51 CPU_FAN1) (B R B0 - mRE
(ME1TT> E3D) +1vaD FITEEE 3 4 CPU NG » 1EFH

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

TR 13 -

CPU KX mEO
(4 ¥ CPU_FAN2/WP)
(ME1TT Es5h)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

BLEMR AL 4 FHoKiB RUGHEL -
INSRSEFTRERE 3 #F CPU KiR
R - R EIEEEEIE 1-3
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ATX HJFREE
(24 ¥ ATXPWR1)
(E1T > E8)

AR 24 £t ATX HLIF
O e B 20 #F ATX R
THIERB L AIETRE 13 SR T -

ATX 12V HLF#EC

LR 8 51 ATX 12V HIF

(8 #F ATX12V1) L0 BECT o B 4 51 ATX HE
(BT 52 1) ADUUD1 TEHTETI 1 FOETI 5 HEERE
B T BRE R IR
AT cru, mAREE A AR
¥ PCTe WLy EiEIZ 2L 1.
SPITPM #fi) sp1-bas LA LIS HF SPI Trusted Platform
(13 %t SPL_TPM_J1) | Dummy Module ({S{EEAMHE » TPM)
(A 10 811 1) Them R ALK RMERES
ooooo$c’;i BFIED ~ BIEFHAE - TPM
glolgoio TG AL IR 2% -
ano T P B IR A
A TEELE -

SPI_DQ2

Thunderbolt AIC #[1
(5- #f TB1)
(MEL1T > 24 D)

WEFIFA GPIO £

Thunderbolt ¥ B (AIC) £z
F| Thunderbolt AIC $#Z[] °

* 154 Thunderbolt ™ AIC F
Z4EH| PCIE3 (BLINHETE) -
*HXRIEMER o F VTR

[k : www.asrock.com ©

AMD K7 LED #£H
(4 41 AMD_FAN_LED1)

(BT 5 at)

B R G12v

AMD X LED B2 T
AMD HUAER ) RGB LED
TEALR o SEBEERLITT LI P
VEFFEIEY LED 4T R -
R KU LED 28223507 M)
R, S, RSS S BUL.
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RGB LED #/H
(4 5T RGB_LED1)
(BT F26 1)

12VvG R B

RGB [ T1%#2 RGB LED
JEHZ o Al PRI
LED fT &R »

7. RGB LED Zk2e3 )y
VI, A, LB aPik.
*ESEE 42 TUT XA
RN -

A Stk LED #EH#
(3 ¥t ADDR_LED1)
(ME 1T FE251)

L3R A T % 45 n] 4k LED
JEKEL > TIEF PO
LED AT OB -

TR WA LAIERIIR T 1) 4%
] S-HE LED £k, A HER

“ESEE 43 TU T BEX A2
HITEN -
R AT Ui A [t cOM1 2B FF AT 0
(9 4T com1) R o

(BT HE23 )
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HL AR B dh s Az il e

FARRER R TR MG R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLTF
(B IF R PEHITREER Y BFE BB TAR R » #E LU 2 & 188
R ERNE A Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ W= IR ERIHARR o (K _ESALE - SR A 52 ERI R AR
FERLE—Z R o B— 28T R G2 MR E AR - kel Atk E R
PR AR S 10 4 -

A FH )T R K44 PR

10

Y

AR T BRI SR R A BV BT R AR R B - E SR %

s
AR _ AENTATH \
t (Pb) B8 (Cd)| ¢ (Hg)| 7<H1H# (Cr(VD) 5 1RER%E (PBB) 5 12—k (PBDE
IV B AR
payan | X | O | © o o o
INERE 5T
mopest | X | O | O 0 0 o

O: F LB A EV LS EATE B TR R & 2= TE SJ/T 11363-2006 FRUEHLE
HIBREERLLT ©
X: FREHE SH EVRE TR RIS TR ) & = SJ/T 11363-2006 FrifE
FUERIBREER » SZEB TR A ER 164 2002/95/EC HUHITE

ik WP TR Z FMRBE R AR IR RIETE— M ER BERPRMT -
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1 4

SRR E 5 X570M Prod JEHEMR » AR EREMRRS S Rt u”u L R = INE
TR R SEAE S,  AAZE MR B T T IRER A MRt - SR TG 3B i T
A& »

WA XA EFMER » AT EZELELE TG ERTIRE » TRINEA] - A TFEE
K EHEARIARRII T 1E » 55 L F P IHTHE A B A PR AR FF RE &M - Eth
AT LITEZESAMEDE I F R AT VGA <& CPU SZ1RIEH -

ZEBLETE http://www.asrock.com.

Q HIF EREHHNE B BIOS FREEFTBE G AT » FT LA S BT BIE » T AITEA]

1.1 & %&p %

o HEBL X570M Pro4 FHEHR (Micro ATX <)
o IEBE X570M Pro4 [l ZEEFERT

o HEH X570M Prod SHEOLTE
« 2xSerial ATA (SATA) ERHERL (EEF
o 3xBEGR GEAIR M2 fRE) (32

o Ix#FE GEAR M2 7EE)

« 1x1/0 HiRIhE

A )
EE
)
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CPU

L
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o Micro ATX R ~f
. [EREFELE
o 20z 5% PCB

« 1% AMD AM4 socket Ryzen"™ 2000 £z 3000 A 51| fEHH &%
« Digi Power design
o 10 BRI

« AMD X570

. 55 DDR4 30 BE R

« 4xDDR4 DIMM fif&

« AMD Ryzen 25| CPU (Matisse) 7% DDR4 4200+ (OC)/4133
(OC)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 3F ECC
SEHZ AL (RS *

« AMD Ryzen %1 CPU (Pinnacle Ridge) 371 DDR4 3466+(0C)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & 3F ECC ~ 7
AOIEHE

« AMD Ryzen 5| CPU (Picasso) 7% DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ HEfE A {HEE *

* Z5{# FHl Ryzen 5271 CPU (Picasso) * {# PRO CPU 7% ECC °
MRELEH > FER IR R R R -
(http://www.asrock.com/)
* {il® DDR4 UDIMM i (RS 1% » FERBRF 22 H ©

o BRAARHMELIERES R © 128GB

o 154 FEHEEHE

AMD Ryzen % #| CPU (Matisse)
« 2x PCI Express 4.0 x16 ffifl§ (PCIE1/PCIE3 : H# x16 (PCIEl) ;
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
AMD Ryzen ,% %] CPU (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE1/PCIE3 : H x16 (PCIEl) ;
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
AMD Ryzen % 5| CPU (Picasso)
« 2 xPCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE1/PCIE3 : ¥ x8 (PCIE1)
£ x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
* 37 1% NVMe SSD 1 Ay BB RS
o 1x PCI Express 4.0 x1 i
« %% AMD Quad CrossFireX'™ J% CrossFireX ™
o 1xM.2 i[5 (Key E) > SZ3% Type 2230 WiFi/BT 15fH
« VGA PCle ffEFRH 15 1 &:F28h (PCIE1)
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LAN

o 1/0

.

#8470 AMD Radeon™ Vega Series Graphics PYZfA Ryzen 275
APU*

* FRRSTIR AT RERE CPU B

.

.

DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
TEER RO IERS 2GB o AR IEREE 16GB ©

* KA IERE 16GB 7 240 4E 32GB RifiAC IEHE o

.

EEE T E @ LR %5 5B HDMI & DisplayPort
1.2 JEHER

i 1R 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz AT HDMI 2.0

B 57 4% 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz iR A7 FE Y DisplayPort
1.2

SR HDMI 2.0 ##28R (FAHAN HDMI B tfds) HY
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (&iiTT
=)

{#Fl HDMI 2.0 374% HDR ( =B REHI[E )

4% & HDMI 2.0 J DisplayPort 1.2 3EEHEf] HDCP 2.2
AR (# ] HDMI 2.0 B DisplayPort 1.2 FHEEHEST 4K Ultra
HD (UHD) #&/i

%% Microsoft PlayReady”

7.1 CH HD il & N AH7E (Realtek ALC1200 F AR )
Thie

et =

TR R

ELNA S8R ER

PCB [

W /A S EVESERY ST PCB &

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel® I211AT
ARSI

TIRER HERE

=7 % 802.3az EEE HiigE £ AAEHE
%1% PXE

3 x RARGHEER (75 /O miRIhE I)

1 x PS/2 VB Bl /i AR

1 x HDMI ;Hi#215

1 x DisplayPort 1.2

1x USB 3.2 Gen2 A FHALEEEE (10 Gb/s) (
1 x USB 3.2 Gen2 C JHELHEEEE (10 Gb/s) (
6x USB 3.2 Genl JHFZR (SLIEAHERE)
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Fe
I

ferp

o

o 1xRJ-45 LAN iE#£IR » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)
o HD BEHUAETL ¢ AREREABIEMIV, /2857 H

o 2L 8 x SATA3 6.0 Gb/s $25H » %% RAID (RAID 0 ~RAID 1 »
Bl RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI F 2tk
« 1x Hyper M.2 ffiE (M2_1) » 3% M Key 1 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 15#H (%= AJ3E Gen4x4 (64 Gb/s))  (FCfi
Matisse) EX Gen3x4 (32 Gb/s)
(BCfif Pinnacle Ridge 5 Picasso) *
« 1x Hyper M.2 ffiE (M2_2) * 3748 M Key ! 2230/2242/2260/
2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FEHHERL M.2 PCI Express 1541
(F /1 O3 Gendx4 (64 Gb/s)  (ECfH Matisse) B Gen3x4
(32 Gb/s) (HLfii Pinnacle Ridge % Picasso) *
* 37 FE NVMe SSD 1F B B bR
SRR U2 B

« 1x COM ;H Rk

« 1xSPI TPM HEgt

« 1xZEJF LED BMIV\HES!

« 1x AMD Jil/7 LED HEST
*AMD JAl/F LED HESHHHZT—MEHY RGB LED & 16 ©
* AMD JAlf5 LED #ES LED 55 K45 3A (36W) &R
25 NRERE -

« 1xRGBLED kgt
SRR SPE 12V/3A 0 36W LED 5/

. 1x AJ%E4E LED Bt
* R S8R 5V/3A 0 15W LED (&

« 1x CPU 558 (4 81 )
* CPU Ja\F3 B2PE S e i 1A (12W) ERINZSH) CPU JalR °

o 1xCPU /KIS EHEFEEE (4 31 ) (CRYEEALEFEE )
* CPU /7K B R R R 0E S P i ) 2A (24W) [BUR DZRAI7K 5
JEF °

o 3xHEER KB ERIETE (4 BT ) (CRYERALE RS A )
*BEER K B R RS R A ) 2A (24W) RS PZRRI/K S
JEF °

AN 3 &t B4 #HEF A 7T E#{EH CPU_FAN2/WP
CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP Fl] CHA_FAN3/WP ©

o 1x24 pin ATX EFEE

o 1x8pin 12V EFIEE

o 1 x BTHEARGE FTEEE

« 1x AMD LED JE\f5 USB HESf



BIOS # it

AT AR

w4 s
IF%".—,:? 50

2

=78
PO

X570M Pro4

1 x Thunderbolt AIC $£58 (5 # ) ({#37HEFEEE Thunderbolt

AIC )

2 x USB 2.0 HESf (374% 4 ([ USB 2.0 iR ) (FIBEHETE)

1x USB 3.2 Genl HEEt (3Z#% 2 {lfl USB 3.2 Genl J#FZR )
(ZIBFFERE)

AMI UEFI Legal BIOS & GUI 7%

X% TREREENA

ACPI 5.1 RF& IR B S B

R kAR

% SMBIOS 2.3

CPU VCORE ~ CPU VDDCR_SOC ~ DRAM ~ VPPM ~ PREM
VDD_CLDO ~ PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP /&

% EHANE

IREERRE © CPU ~ CPU / JKIGEDF ~ BEAY ~ B&5% / K BN
JE

[ERIEHET © CPU ~ CPU / KUAEIT ~ 1% ~ % / KA
B

FrE R (R CPU IRE B #hiise il MmE ) + CPU -~
CPU / 7K B ~ B ~ B / K B S

JEUG % B PR © CPU ~ CPU / KA TR ~ Bk ~ BH%
K B AU

ERESHE « BEEEEEPE © 412V > 45V ~ +3.3V ~ CPU Veore
CPU VDDCR_SOC ~ DRAM * PREM VDDCR_SOC ~ +1.8V *
VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready B LIERS)

* QT E A& o if L FAEIHEY, ¢« http://'www.asrock.com

E HIEESAEAITER (15 T R A TR - RESHATBE & R/ B RAHIRE L » 3

f GRS ALERE - SRR EEEL TERE RS - Erh E TR BIOS HHTZE ~ #RHAH

BE G REEER G E - BIEEITAEEERERAE - HFHER
SR E R FTREIRE M T A & ©
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1.3 ®r3K 2

E FIFRR e R T o EHRIEE SIS - BBk Ay TR - HRE
PRERIEE R L - B2k THRRL -

w W

Short Open
1EF% cMOS Btz R 5P CMOS
(CLRCMOS1) FRAL : FHEX

L Eap S
(GE2RIE 1 H - fR5E28) 2

fERTFI A CLRCMOS1 /EFR CMOS HHYE R © CMOS I E BHEL & Affiak E &afl
AR ~ HEA ~ R BRI E 28 o FEERRIN 3% R 2B TR E
A RARA BB AS BB Bl T EERAR > A0 R 5% CLRCMOST ST %
#1375 o FEFEL » HALTEHER CMOS 1 HL FBRES - FIETFIEEAT BIOS 27 H]
HbR CMOS » HILVASE ERTEEN R4 > SAESETTIERR CMOS BhERTBIRE o
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14 e R

WREHEE RELTAE TR © FH TR RIEETEE Lkt R L - [ FBLRIEETE
ST R tRGA L » E ORI Z AR

BRI T BB HIFE IR
EHEEIRIZL ~ AR R
HORREHR T B E B B MRS o
FEEEHE R AT R I &8

SRS
(9 #+ PANEL1)
GEZRE1E  ##5f16)

PWRBIN ( & ks ) :
BTN EATFRIRIZET o 153 E (1 AR IR A RARA R A AR 77 2

RESET ( £ 3% #odz ) *
ZERE AT A BRI o FH AR AR TIEH ERTRE) - 12 T Bkttt
BIrT EH TR FER

PLED ( 4 ¥ & LED) :

SHPEE R ATIEINR ETEEIRARREN TS o FAEIEEE(ERF » Ik LED @554 o FAEA
S1/83 FEHRARTENF » LED ErFBDTEE o SATHEA S4 IEHRARREBC B (S5) IFF » LED &
st

HDLED ( AT g% #+ LED) :

SELEE R AR _EHIREEEE) LED © FEREIETERINEC B A B RIEF » LED E5ERE -

A AR ATHIEIRERAT 5B TF o HIENRAE B I FE IR Z T ~ ERRAZH ~ B
LED ~ BE5B) LED ~ WU\ K B EEEAARL o FHERR BT A E B R ML R -
A TEEAE (iR B ST S IR EF IERERHAT

5 LED s\ HEgt SPEAKER AL AR LED K BRI
(7 §F SPK_PLED1) UMY ST e -
(T2 1 E - S 15) |
¢ [¢]
jeie]e]
PLEIID+
PLED+
PLED-
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Serial ATA3 H£58

(SATA3_1_2:

H2HEE 1E > Wik 12)
(SATA3_3_4:

H2HEEB 1E > Wk 13)
(SATA3_5_6:

HZHEE 1 E - ik 14)
(SATA3_7:

H2HEE 1E > Wik 1s)
(SATA3_8:

ABEH 1 H - SR 17)

2 2
L IL| L] <
D =l =l »
iy D
2 2
2L L &
D =l =l
bl v i B
2 2
= oS
< <
o 1=l |1 &
I—1 [——1

SATA3_7 SATA3_8

18 /\HH SATA3 #2587 B P9
FELFSEE) SATA BRHERR -
i A 6.0 Gb/s B EHEEZ -

AMD LED @l USB #ESf

B HEST AR E S AMD SR3

(4 #f USB_5) PGND BERER B USB #2058 -
(GEZWE1H Rk 9) b.
: USB_PWR
USB 2.0 HE&f bes P K ERAT - EE RS -

(9 #+ USB_1_2)
(GEZRE1 E - fagi22)

(9 #1 USB_3_4)
(GEZRE1 E - fagi2n)

# USB 2.0 #E#HE& AT STAR A
TR -

USB 3.2 Gen1 HE#t

Vbus

ELER A — (R -

(19 £} USB3_7_8) in rasom 10O ma ro seme I USB 3.2 Gen1 $ES M A 748
GESMEL1E  #9510) " TG o0 e e RA{ELEEE o
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GNI; -
GND IntA_PB_D-
Piirinrs e
AT HESt ono A HER A TS E S
PRESENCE# . .
(9 #f HD_AUDIO1) Mc_RE R EER o
E= Sy R (‘ ‘ -
(HEZHE1H » "% b
27) 1 ololo
[ Tour2 L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2 L
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Q 1. G Eafl S PR E A B A0 M E(H (Jack Sensing) » {EB%7E FHIEIRRARAN A S 1%
HDA 7 REIEWEELE o FERAEFM AR F ML LERA
FIAEH AC'97 EARIAING » FEHEHE LU T AP B 2 gl &R ST <
A. fF Mic_IN (MIC) J##E3% MIC2_L °
B. ## Audio_R (RIN) :#£% OUT2_R A Audio_L (LIN) :###% OUT2_L °
C. 54 (GND) 3#£EF #2Hl (GND) »
D. MIC_RET J OUT_RET {£{# HD E#REREEH o T 7FETE AC97 EFfER L
JHEE
E. £ B BFTAIZS 7 » FERT{E Realtek A4 EHRAHT [FrontMic) FE4k7H%

THEER) -

B&RR /K B B 25E 4321 AR E D =1 4 1 Kk
(4 #f CHA_FAN1/WP) AR o E G EEEE
(FEZ2ME 1 H > M58 1) ran_speep_controL 3 8 BRI » FEEE
AN B SRS
(4 #1 CHA_FAN2/WP) GND
GEZEE 1H > #@9719) oo
(4 #F CHA_FAN3/WP) " hn FAN speeD
(g%;;}@ﬂ%" 1 E s %ﬁg}}: 20) FAN_SPEED_CONTROL
CPU Jal 5558 a3 2 A E D i 4 #F CPU R
(4 #+ CPU_FAN1) (FFERR ) #E - HIEGEHE
(GEZHE1H » fwE3) 1 one g 3 8 CPU AR ¢ FEHEE
e, BH13e
CPU /7K IR il B PR A E D 4 #F K% CPU
(4 #F CPU_FAN2/WP) JE R EEE o G R 3 8
(EZHE1H » fWiks) 6No CPU KB AT » GEHEE 8 13 °

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
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ATX FEJRIEH
(24 £+ ATXPWRI1)
GEZME1EH fwE 8)

A ERIRAC G —4H 24 1 ATX
EIREETE o B 20 £
ATX BIFHLIESR » A 81
gt 13 -

ATX 12V ZE 5 s s AE RO —4H 8 1 ATX
(8 £ ATX12V1) OO 12V BIFHETE - HEE 4 31
(2B 1 H W9 2) |msein]| ATX BEIFHEIER > B AL 1
Jedt 5o
¥EL L RS DR CPU
TR @ LB T R o
Hh B-PCle T IMAUE » L 4257 -
SPITPM HEst s oo WL HEBE 1 SPI (S G A
(13 £ SPLLTPM_J1) ek (TPM) A > ATRECRGETF <6258 ~
(SR L E > fE L) Thee WUERE - HERARNLE -
Ly TPM F i th g (LR 22
iiollo {RAEW L B 3 e T
. hf;:[;:iTPMiCS# ,—l—»j-% |§E

Thunderbolt AIC $£5H

(5 & TB1)
(FEZRE 1 H » f@si24)

FHIEB GPIO B
Thunderbolt ™ Fff i/ ME K (AIC)
$%Z Thunderbolt AIC $Z5H °

* 25 Thunderbolt ™ AIC ‘f%
ZEHERA PCIE3 ( THER I )
AT LR A ;ﬁfatﬂﬁfc
FEHESE © www.asrock.com ©

AMD FAN LED BEgt
(4 #F AMD_FAN_LED1)

(FEZHEE 1 H R 4)

B R G12v

AMD FAN LED HEStH iz
AMD B EAERRERTH RGB LED
JERAR o EHEBERFF A E
2 % f# LED ISR -

g* Nl APE - B A ra‘—e%
FAN LED %4 > % RIFAF iy
PH -
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RGB LED #E$f
(4 # RGB_LED1)
(FEZME1H - Wik 26)

RGB #F#tHIf* 84 RGB LED
JERAR > WL R R A A
LED MERAZER -

L o whpugFE etk
RGB LED # % » 7 P& ™ it
e

* BN ETEES MO FEEEA -
w20 H-

AJEHE LED HEt
(3 # ADDR_LED1)
(GE2RME1H  fWik25)

U HEST R R TR A

SEFE R fE LED R A E Ik
LED ZERAR °

EES R AT
T LED 4 > 3 RIER
0

* BN SRS IR R A
AZME 3 H -

¥
¥

Fr ol EpE st
(9 # coM1)
(FE2EE 1 E - f9i23)

Itk cCOM1 HEt 321k 71 R
1Rl -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot
Ekspansi

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid
PCB Tembaga 20z

Mendukung seri prosesor AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 dan
3000

Desain Digi Power

Desain 10 Fase Daya

AMD X570

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4 4200+ (OC)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-
ECC, memori tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung memori tanpa buffer
DDR4 3466+ (0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso), ECC hanya didukung dengan
CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

¢ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU seri AMD Ryzen (Matisse)
e 2x PCI Express 4.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3:satu pada x16 (PCIE1);

dua pada x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
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Grafis

CPU Seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
¢ 2x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3:satu pada x16 (PCIEL);
dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
CPU seri AMD Ryzen (Picasso)
¢ 2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3:satu pada x8 (PCIE1);
dua pada x8 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1 x Slot PCI Express 4.0 x1
e Mendukung AMD Quad CrossFireX" dan CrossFireX"™
¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230
¢ 15p Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIEL)

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.
¢ Output grafis ganda:Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.2
melalui pengontrol layar mandiri
¢ Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
¢ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.0
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
¢ Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.0
¢ Mendukung HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0 dan DisplayPort
1.2
¢ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.2
¢ Mendukung Microsoft PlayReady”
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Audio .

LAN d

1/0 Panel .
Belakang .

Penyimpanan °

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

ELNA Audio Caps

Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel” I211AT

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

3 x Port Antena (Pelindung Panel I/O aktif)

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

6 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

8 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(dengan Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Pinnacle Ridge
dan Picasso)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_2), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s) (dengan Matisse) atau Gen3x4
(32 Gb/s) (dengan Pinnacle Ridge dan Picasso)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock
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Konektor ¢ 1x Header Port COM
¢ 1x Header SPI TPM
¢ 1 x Header LED Daya dan Speaker
¢ 1 x Kipas Header LED AMD
* Header LED Kipas AMD yang kompatibel dengan lampu strip LED
RGB biasa.
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan
maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
¢ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
¢ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
* 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
¢ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 1 x Header USB Kipas LED AMD
¢ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu Thunderbolt
AIC yang didukung)
¢ 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
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Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI

* Mendukung “Plug and Play”

e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

* Mendukung jumperfree

¢ Dukungan SMBIOS 2.3

e Multipengatur Tegangan CPU VCORE, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,

+1,8V, VDDP
Monitor e Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/
Perangkat Pompa Air
Keras o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/
Pompa Air
* Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis,
Sasis/Pompa Air
¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis, Sasis/Pompa Air
¢ Pemantauan tegangan: Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_SOC,
+1,8V, VDDP
(0 ¢ Microsoft” Windows® 10 64-bit
Sertifikasi e FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : X570M Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X570M Pro4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:
(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 5, 2019XX
(Date)

P/N: 15G062162001AK V1.1
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